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서  언

4차 산업혁명에 따른 기술의 발전으로 인공지능이 사회와 산업의 모든 분야에 

깊숙이 침투함에 따라, 인공지능의 발전에 따른 AI 반도체 기술의 중요성이 점점 

더 두드러지고 있습니다. 우리나라도 AI 반도체 생태계의 활성화를 위한 정책적

인 노력을 기울이고 있으나, 다양한 반도체 가치사슬에 기반한 활동을 반영한 진

흥 체계의 개편은 이제 논의가 시작되고 있는 상황입니다. 

이에 본 연구는 인공지능 반도체 기술의 미래에 대한 심층적인 이해와 발전 가

능성을 모색할 수 있도록 AI반도체 생태계를 이해할 기회를 제공하고, 인공지능

과 반도체 기술의 현재와 미래를 함께 탐구하고 실질적인 도움을 제공하기 위한 

생태계 조사 수행하였습니다.

본 연구는 정보통신정책연구원의 윤성욱 연구위원이 총괄 책임을 맡아 수행하

였으며, 김민식, 민대홍 부연구위원이 참여하였습니다. 특히 쉬마키아(주)와 한국

팹리스협회가 연구조사에 도움을 주셨습니다. 본 연구를 시작으로 AI 사회 ․ 경제시

대의 AI 반도체 진흥 관련 논의가 폭넓고 활발하게 진행될 수 있기를 기원합니다.

2024년 4월

정 보 통 신 정 책 연 구 원

원  장   배  경  율
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요  약  문

1. 제 목

AI 반도체 생태계 조사

2. 연구 목적 및 필요성

□ (과제 목적) 인공지능 ․ 데이터 생태계의 핵심기반 산업인 AI 반도체 생태계

(하드웨어-소프트웨어-서비스) 조사 수행

◦ 인공지능이 사회와 산업의 모든 분야에 깊숙이 침투함에 따라 인공지능의 

발전에 따른 반도체 기술의 중요성이 점점 더 두드러지고 있음

◦ 특히 최근 ChatGPT와 같은 대화형 AI 기술의 발전으로 인해 인공지능 반

도체에 대한 수요 증가

 대화형 AI 애플리케이션은 빠르게 실행되고 복잡한 계산을 수행할 수 있어 

고성능 인공지능 반도체가 필요하며 또한 대화형 AI 애플리케이션은 엄청

난 양의 데이터를 처리해야 하므로 많은 양의 데이터를 저장하고 처리할 

수 있는 인공지능 반도체가 필요

◦ 인공지능 반도체 기술의 미래에 대한 심층적인 이해와 발전 가능성을 모색

할 수 있도록 ① AI반도체 생태계를 이해할 기회를 제공하고, ② 인공지능

과 반도체 기술의 현재와 미래를 함께 탐구하고 실질적인 도움을 제공하기 

위한 생태계 조사 수행

□ (과제 필요성) AI 반도체 생태계인 하드웨어-소프트웨어-서비스(앱)에 이르

는 가치 시스템을 조사 ․ 분석하여, 국내 산업계 경쟁력을 진단하고, 차세대 
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인공지능 반도체 경쟁력 강화를 위한 전략 도출 기반 마련하는데 기초자료

를 제공

◦ 고도화된 인공지능 서비스를 개발하기 위해서는 대량의 데이터 학습이 필

요한데, 이를 위해서는 고속 병렬연산을 가능한 고성능 컴퓨팅 자원이 필수

적임

 따라서 인공지능을 효율적으로 구현하기 위해서 인공지능 반도체로 불리는 

가속 프로세서가 탑재되어 인공지능 연산 처리를 담당하고 CPU는 기존의 

순차적인 연산을 담당하여 연산속도를 높이는 동시에 소비전력을 효율적으

로 관리할 수 있게 됨

◦ AI 반도체는 인공지능․데이터 생태계 및 미래 新시장 주도권 확보, 디지털 

전환의 성공 등 국가 핵심경쟁력 확보를 위한 필수 요건으로 다양한 분야와 

융합하여 전 ․ 후방 산업의 빅뱅을 리드

 인공지능 ․ 데이터의 활용범위가 커지면서 현재의 알고리즘과 소프트웨어 

중심의 인공지능 기술 발전으로는 한계에 봉착하였으며, 이러한 한계를 극

복하기 위해 하드웨어(AI 반도체) 측면에서의 기술 개선이 진행

 인공지능 기술 스택 측면에서도 인공지능을 담당하는 하드웨어(AI 반도체)

와 딥러닝 모델을 구현하는 소프트웨어는 기술적으로 상호작용하면서 동시

에 발전되어 왔으나, 한쪽이 발전속도를 따라가지 못할 때는 인공지능 전

반의 위기를 가져왔었음

 최근 빅데이터 구축 및 정보를 저장하는 메모리 수요가 급증한 바 있으며, 

빅데이터 분석을 위한 인공지능 알고리즘을 효율적으로 구동하는 인공지능 

전용 고성능 비메모리 반도체에 대한 수요가 증가하고 있는 상황

3. 연구의 구성 및 범위

◦ 수직적인 생태계에서 주요장비, 설계업체, 파운드리, AI 반도체 지원 SW 레

이어, 최종 수요기업현황, 협력관계 등 조사 및 분석
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: 조사범위 [핵심제조장비업체, 팹리스, 외주생산업체인 파운드리, AI 반도체 

활용 지원 SW 업체 및 최종 수요업체(클라우드, 통신사업자, 플랫폼 업체) ..]

◦ 수평적인 생태계에서 SIP, EDA, Design House 등 관련 기술 전문기업 현

황, 관련 인력수요 등 조사·분석

: 조사범위 [인공지능 반도체용 IP(Intellectual Property), 인공지능 반도체 

개발용 EDA(Electronic Design Automation), Design House ..]

4. 연구 내용 및 결과

□ (조사 개요 및 결과) 인공지능 ․ 데이터 생태계의 핵심기반 산업인 AI 반도체 

생태계(하드웨어-소프트웨어-서비스) 조사 수행

◦ 조사 목적

 AI 반도체 산업의 수평적 가치사슬(Value Chain) 참여 기업 및 수요 기업 

설문 조사를 통해 생태계 현황 및 구조를 파악하고, 미래 성장 동력과 시

장 변화 방향에 대한 의견 청취

◦ 조사 방법

 대상: 한국팹리스산업협회 회원사 대상(해당 업계 국내 매출 Top 10 기업 

포함)

 방법: 구조화된 설문지 활용(e-mail, 서면, 대면 인터뷰 등)

◦ 조사 항목

 AI 반도체 수평적 가치사슬 기업 경쟁력 및 핵심역량 조사

∙ 핵심역량 모델 기반 진단 

∙ 경쟁력 別 애로사항 및 극복 방안 확인

 AI 반도체 기술 전망

∙ 기술 분야 중요도 대비 시급성

∙ 파급효과 및 기술 변화 속도
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∙ 기술 격차 해소 방안

∙ 클라우드 AI 반도체 vs 온디바이스 AI 반도체 비중 변화 및 관계 구조

 AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지 여부 및 실효성 의견

◦ 조사 결과

 정책 방향 제언 부문에서 중요 조사 결과의 시사점을 6가지로 정리

 정책 방향 제안을 3가지로 나누어 제시

5. 기대효과

☐ 본 연구 결과는 과기정통부의 지능형 반도체 미래 비전 및 정책방향 수립에 

직접적으로 반영 및 기초자료로 활용될 수 있음

◦ 지능형 반도체의 성장성 및 활용성 경향을 고려할 때 타 부처의 다양한 정

책 수요에도 대응할 수 있을 것으로 기대

◦ 4차 산업혁명 시대를 대비하기 위한 반도체 산업의 바람직한 정책방향을 

제시함으로써 패러다임의 변화에 대응할 수 있는 역량 강화 및 준비도 제고

◦ 후속 AI 반도체 글로벌 시장 진출 가속화 방안 수립에 활용
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제 1 장  조사 배경 및 필요성

◦ 과업 배경

 AI 기술을 활용한 신규 비즈니스의 다양화와 반도체 산업의 다양하고 급격한 

변화 속도에 발맞추기 위해 해외 주요국에서는 민첩하게 관련 정책 준비하고 

있음

<표 1－1>  해외 주요국의 AI 반도체 관련 정책 추진 현황

국가명 주요 내용

미국

∙ 반도체 분야 글로벌 리더십을 유지하기 위해 반도체 분야 투자 정책과 법적 근거
를 마련하고 연구개발 투자 강화

  민간 부문의 반도체 제조와 연구개발에 약 750억 달러의 직접투자 지원 및반도
체 관련 동맹국과의 협력관계를 강화하여 자국 내 반도체 생산과 투자 촉진

중국

∙ 국가안보,첨단산업으로서 반도체 산업의 자주화 정책을 지속하고 디지털 경제의 
핵심 기술로 인공지능 반도체 강조

  자국 반도체 확대를 위해 ’25년까지 약 1조 위안(약 170조)투자하여 자급률을 
70%까지 확대하는 것을 목표로 함

EU

∙ ‘2030디지털 비전’을 마련하고 유럽 공통 관심 분야에 대한연구 및 혁신프로젝
트로 최첨단 반도체 기술 확보를 추진

  유럽 내 최첨단 반도체 생산 점유율을 ‘30년까지 전 세계 20%까지(현 10%)증
대하는 것을 목표로 선정하고 EU회원국 간 반도체 기술 협력 강화

일본

∙ 안보와 직결되는 전략기술로서 반도체의 중요성을 강조하고포스트 5G시대를 대
비한 인공지능 가속 칩 개발 가속화

  정부는 126억엔 규모를 투자하여 스타트업 및 연구자들을 대상으로 인공지능반
도체 개발 설비를 이용할 수 있도록 지원

* 출처: 2022년 인공지능 반도체 현황 및 주요국 정책, NIPA

 국내는 AI 반도체에 대한 개요, 시장 동향 등 개괄적인 연구 중심으로 조사 

활동이 있었으나, 실제 AI 반도체 생태계에 대한 기본적인 구조와 현황 이해, 

그리고 미래 성장 동력 및 시장 발전 방향과 같은 다양한 관점의 조사 연구가 
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미흡한 상황임

◦ 과업 수행 필요성

 기존 AI 반도체에 대한 기존에 조사/연구는 AI 반도체 개요 및 기술 동향 등 

생태계 참여 기업 관점에서 접근한 실질적 애로사항 도출에 한계가 있으며, 

AI 기술 발전에 대응하기 위한 반도체 생태계 Player 준비 현황/Gap 역량/

극복 방식, 기술 전망 등에 대한 연구 조사가 미흡했음

<표 1－2>  최근 3년 국내 주요 기관에서 발행한 AI 반도체 관련 연구 조사

연구 조사 연구 기관 발행년도

AI 반도체 시장동향 및 우리나라 경쟁력 분석 ETRI 2020년

AI 반도체 동향 INNOPOLIS 2021년

AI 반도체 산업 확산 가속화 방안 KISDI 2021년

AI 반도체 선도기업 성공요인 분석 KISDI 2022년

AI 반도체 표준화 이슈보고서 TTA 2022년

AI 반도체 생태계 분석 NIA 2022년

국산 AI 반도체를 활용한 K-클라우드 추진 방안 과기부 2022년

AI 반도체 기술 동향과 산업생태계 TTA 2023년

ICT Brief_AI 반도체 IITP 2023년

AI 반도체 기술 동향 KISTEP 2023년

AI반도체 개발 현황과 방향 KETI 2023년

 AI 반도체 생태계는 기존 시스템 반도체 생태계와 인공지능 생태계가 융합된 

새로운 산업구조로 국내/외 생태계가 형성되어 가고 있는 상황으로, 정책적 

지원 등을 고려할 때 선제적 연구 조사가 필요함



제 1 장  조사 배경 및 필요성   21

◦ 과업 개요

 AI 반도체 수평적 가치사슬 別 애로사항, 기술 전망 및 생태계 이슈 파악에 필

요한 기초 자료 확보를 위한 “국내 AI 인공지능 반도체 생태계 조사”를 수행
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◦ 과업 수행 Approach 

 본 과업은 “국내 AI 반도체 수평적 가치사슬 기업 대상으로 경쟁력 수준, 애

로사항, 기술 전망 및 생태계 이슈 파악”을 통해 업계에 도움이 되는 정책 개

발의 Idea 제공하고자 함 

[그림 1－1]  과업 수행 Approach
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◦ 조사 목적

 AI 반도체 산업의 수평적 가치사슬(Value Chain) 참여 기업 및 수요 기업 설

문 조사를 통해 생태계 현황 및 구조를 파악하고, 미래 성장 동력과 시장 변화 

방향에 대한 의견 청취

◦ 조사 방법

 대상: 한국팹리스산업협회 회원사 대상(해당 업계 국내 매출 Top 10 기업 포함)

 방법: 구조화된 설문지 활용(e-mail, 서면, 대면 인터뷰 등)

◦ 조사 항목

 AI 반도체 수평적 가치사슬 기업 경쟁력 및 핵심역량 조사

∙ 핵심역량 모델 기반 진단 

∙ 경쟁력 別 애로사항 및 극복 방안 확인

 AI 반도체 기술 전망

∙ 기술 분야 중요도 대비 시급성

∙ 파급효과 및 기술 변화 속도

∙ 기술 격차 해소 방안

∙ 클라우드 AI 반도체 vs 온디바이스 AI 반도체 비중 변화 및 관계 구조

 AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지 여부 및 실효성 의견
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1. 조사 Framework

◦ AI 반도체 수평적 가치사슬 기업 경쟁력 수준

 본 조사에서 AI 반도체 수평적 가치사슬 기업의 경쟁력 수준 진단은 핵심역

량(Core Competence) 모델을 활용함

 핵심역량(Core Competence)은 기업 내부의 조직구성원들이 보유하고 있

는 총체적인 기술/지식/문화 등 기업의 핵심을 이루는 능력을 의미하며, 

 단순히 기업이 잘하는 활동만을 의미하는 것이 아니라, 경쟁기업에 비하여 

휠씬 우월한 능력, 즉 경쟁우위를 가져다주는 기업의 능력을 의미함

 본 조사에서 활용한 핵심역량은 “기술 역량”, “개발 역량”, “시장 대응 역

량”, “엔지니어 역량”, “ 조직 운영 역량”으로 구분될 수 있음

[그림 2－1]  AI 반도체 수평적 가치사슬 기업 핵심역량 분석 Framework

자료: “The Core Competence of the Corporation”, Harvard Business Review(1990)

 5개의 핵심 역량을 구성하는 세부 요소별로 참여 기업의 인지하는 중요도와 

현 수준을 진단하고, 중요도와 현 수준 간의 Gap 발생하는 애로사항과 이

를 극복 방안에 대한 의견을 조사함



26   기본연구 24-01

1) 제품 역량(Product Competency)

세부 역량 내용

시장분석 역량 시장수요를 조사/분석 후 제품의 사양 및 개발일정을 기획하는 능력

제품 개발 역량 반도체 구조 및 Front-end/Back-end를 설계하는 능력

검증 역량 Engineering Sample 제작 및 제품 검증하는 능력

생산 역량 반도체 제조 공정을 효율적으로 관리하고 고품질의 제품을 생산하는 능력

판매영업 역량 제품 실장 테스트 후 판매 및 고객 지원하는 능력

2) 기술 역량(Technology Competency)

세부 역량 내용

품질 경쟁력
개발 대상 제품이 시장에서 다른 제품들과 비교했을 때 높은 가치를 제공
하는 능력

가격 경쟁력
개발 대상 제품이 다른 경쟁 업체들과 비교했을 때 고객에게 더 큰 가치
를 제공하거나 더 낮은 가격으로 제공할 수 있는 능력

개발일정 경쟁력 개발 대상 제품을 시장에 빠르게 출시하고 적시에 시장 대응하는 능력

외부 기술 
협업 경쟁력

외부의 기술 파트너십을 활용하여 혁신을 촉진하고 제품의 경쟁력을 향상
시키는 능력

축적된 내부 기술
경쟁력

기업이 자체적으로 축적한 기술과 노하우를 기반으로 제품을 개발하고 시
장에서 경쟁 우위를 확보하는 능력

3) 시장 대응 역량(Market Competency)

세부 역량 내용

시장 데이터 확보 
역량

기업이 외부 환경의 변화를 파악하고 제품 전략을 수립하는 데 필요한 시
장 정보를 수집, 분석하고 활용하는 능력

자료 분석 역량
다양한 종류의 시장 데이터를 수집, 정제, 분석하여 의미 있는 정보를 추
출하고 인사이트를 도출하는 능력

경쟁사 개발 동향 
정보 획득 역량

제품 개발 전략 수립에 필요한 경쟁사의 행동과 정보를 수집하는 능력

고객사 수요 정보 
획득 역량

제품 개발에 필요한 고객의 니즈와 요구를 수집하고 해석하는 능력

신규 고객 발굴 역량 새로운 고객을 발굴하고 유치하여 비즈니스를 확장/성장시키는 능력

Sales Network 
구축 및 관리 역량

제품을 판매하기 위해 판매 네트워크를 구축하고 유지, 관리하는 능력

서비스 마인드 고객을 위한 긍정적인 태도와 고객 만족을 최우선으로 하는 마인드셋
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4) 엔지니어 역량(Engineer Competency)

세부 역량 내용

Front-end Engineer 중급(6년 이상) Front-end Engineer 보유 여부

Back-end Engineer 중급(6년 이상) Back-end Engineer 보유 여부

H/W System Engineer 중급(6년 이상) H/W System Engineer 보유 여부

S/W(F/W) Programmer 중급(6년 이상) S/W(F/W) Engineer 보유 여부

Technical Marketing Expert 중급(6년 이상) Technical Marketing Engineer 보유 여부

5) 조직 운영 역량(Management Competency)

세부 역량 내용

CEO Leadership 최고 경영진의 리더십

자금 확보 및 운용 역량
외부 네트워크를 활용하여 기업 운영에 필요한 자금 확
보 및 자금 운용 역량

조직 내 협업 및 Communication 조직 내부 수직/수평적 협업 및 의사소통

PR / IR 기업의 홍보 및 IR 활동

IT System 구축 및 운영 수준
기업 내부 업무 프로세스가 IT System(ERP, SCM, 
CRM etc) 으로 구축되어 운영 여부

외부 협력 업체와 협업 외부 업체와 기술적/영업적 업무 제휴 여부

정부 정책 지원 및 활용 역량 정부 지원 정책을 적재적소에 이용하는 능력

업무 프로세스 성숙도 수준 기업 내부 업무의 표준화/명문화되어 운영되는 수준

노사 관계 관리 역량
기업 內 노동자와 경영진 또는 소유자 간의 관계를 조
화롭게 유지하는 능력
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◦ AI 반도체 기술 전망

 AI 반도체 산업에서 최근 화두가 되고 있는 5개의 주요 기술 분야에 대해 

수평적 가치사슬 기업의 기술 전망 의견을 조사함

<표 2－1>  최근 AI 반도체 산업 주요 기술

구분 기술 정의

메모리 
솔루션

CXL
(Compute 

Express Link)

메모리 및 가속화 장치 간의 효율적인 데이터 흐름을 제공하
여 성능을 향상시키는 목적으로 개발한 고속 데이터 인터커
넥트 기술

PIM
(Processing In 

Memory)

하나의 칩 내부에 메모리와 프로세서 연산기를 집적한 차세
대 반도체

H/W 기반 
AI 가속기

GPU
단순한 형태의 대량 계산을 CPU로부터 독립시키기 위하여 
고안된 Co-processor 

NPU

GPU에 신경망에서 처리해야 하는 곱셈 연산을 나눠서 시키
는 불편함과 자원의 낭비를 줄이거나, NPU 제작 업체가 필
요한 사양을 추가하는 등의 Neural Network Processing 
에 특화된 칩셋

FPGA
사용자가 프로그램 가능한 로직을 사용하여 특정 작업에 대
해 최적화된 하드웨어 가속
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 기술 전망 조사 세부 항목은 “기술 분야 요소별로 중요도 대비 개발 시급

성”, “파급효과”, “기술변화 속도”, 기술격차 해소를 위한 방안“으로 구성했음

※ 기술 분야 중요도 평가기준
∙ 5점: 향후 AI 반도체 시장 변화에 가장 중요한 분야가 될 것으로 예상됨
∙ 4점: 향후 AI 반도체 시장 변화에 매우 중요한 분야가 될 것으로 예상됨
∙ 3점: 향후 AI 반도체 시장 변화에 중요한 분야가 될 것으로 예상됨
∙ 2점: 향후 AI 반도체 시장 변화에 조금 중요한 분야가 될 것으로 예상됨 
∙ 1점: 중요하지 않음

 

※ 기술 개발 시급성 평가기준
∙ 5점: 1년 이내 상용화되어 론칭되어야 함
∙ 4점: 1년 ~ 3년 내에 상용화되어 론칭되어야 함
∙ 3점: 3년 ~ 5년 내에 상용화되어 론칭되어야 함
∙ 2점: 5년 이상 소요 예상
∙ 1점: 시급성 없음

※ 파급효과 / 기술변화 속도 / 기술격차 해소 방안 평가기준
∙ 파급효과: 시장에 미치는 영향도에 대해 5점 척도
∙ 기술변화 속도: 시장에서 인지하는 기술이 변화하는 속도에 대해 5점 척도 
∙ 기술격차 해소 방안: R&D 투자 재원 확대, 연구인프라 확충 등

◦ AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인식 수준

 정부차원에서 AI 반도체 산업 기술격차 해소를 위한 노력의 일환으로 수립

했던 “22년에 AI 반도체 산업 성장 지원 정책”의 인지 여부와 실효성에 대

해 수평적 가치사슬 기업의 의견을 조사함
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[그림 2－2]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책

자료: 과학기술정보통신부(2022. 12)

※ “지원 정책” 인지 여부 평가기준
∙ 3점: 인지하고 있었고, 세부 내용에 대해서도 이해하고 있다.
∙ 2점: 인지하고 있었으나, 세부 내용에 대해서는 잘 알지 못한다. 
∙ 1점: 인지하고 있지 않다.

※ “지원 정책”의 실효성 평가기준
∙ 3점: 실효성 있었고, 정책의 효과를 체감하고 있다.
∙ 2점: 실효성 있을지 잘 모르겠다.
∙ 1점: 실효성 없다고 생각한다.



제 2 장  조사 개요   31

◦ AI 서비스 제공 방식

 AI를 활용한 다양한 산업의 변화에 따라 “클라우드 컴퓨팅 AI 반도체”와 

“온디바이스 AI 반도체”에 대한 시장 요구사항도 변할 것으로 예상됨 

 클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중과 미래 비중, 그

리고 미래 관계 구조에 대해서도 조사 수행함 

※ AI 서비스 제공 방식: 클라우드 컴퓨팅 AI 반도체 vs 온디바이스 AI 반도체

∙ 클라우드 컴퓨팅 AI 반도체
  대규모 데이터 처리 및 고성능 컴퓨팅을 지원하기 위해 클라우드 환경에서 사용되

는 AI 반도체로 주로 대규모 머신 러닝 및 딥 러닝 작업 수행에 특화

∙ 온디바이스 AI 반도체
  기기 자체에서 인공 지능 작업을 수행하는 데 사용되는 반도체로 주로 스마트폰, 카

메라, 로봇, 자율 주행 차량 등과 같은 임베디드 시스템에서 활용

◦ 기타 공통 질의 항목 

 “한국형 CUDA 개발”의 필요성에 대한 의견 문의

 EDA 툴 사용 현황 및 발전 방향에 대한 의견 문의

∙ 사용하는 EDA 제품 및 선택 時 우선 순위 기능

∙ EDA 툴에 AI 기술 적용 時 효용성이 높은 영역

◦ AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 Player 別 맞춤 질의 항목 

 팹리스 기업: AI 반도체 개발 협업 구조, 디자인하우스 선택 시 우선 고려사항

 디자인하우스 기업: 진입장벽 요인, AI 반도체 Back-end 설계 차이점

 IP 기업: 진입장벽 요인, IP 포트폴리오 확장 방식, RISC-V 발전 전망

 Foundry/OSAT: 내재화 필요 역량, AI 반도체 생산 차이점 등
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2. 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업 분류

 반도체 산업의 수평적 가치사슬을 형성하고 있는 기업은 크게 “팹리스 기업, 

IP 기업, 디자인하우스, 파운드리, OSAT”로 구분할 수 있으며, 반도체 및 전

자제품 설계를 위한 소프트웨어 도구를 개발하고 공급하는 EDA(Electronic 

Design Automation) 툴 공급기업도 또 하나의 축을 담당하고 있음

① 팹리스 
  반도체 칩 설계 업무는 수행하지만 실제 제조 공정은 수행하지 않은 기업으로 반도

체 Front-end 설계 부문에 집중하고, Back-end 설계는 디자인하우스에, 웨이퍼 
제조는 파운드리(Foundry) 업체에 아웃소싱

  예) 퀄컴, 엔비디아, AMD, 브로드컴 등

② IP 기업 
  프로세서 코어, 인터페이스 IP 등반도체 설계에 사용되는 지식재산권(IP)를 제공하

는 기업으로 IP를 팔거나 라이선싱하는 비즈니스 모델
  예) ARM, 시너벨릭스, 캐벗랩스 등

③ 디자인하우스 
  팹리스 기업과 유사하지만 자체 브랜드 제품 없이 고객사(주로 팹리스)의 요구에 따

라 반Back-end 설계 서비스만 제공하며, 파운드리 업체를 통해 웨이퍼를 생산
  예) 세미코, 에버싱어 등

④ 파운드리(Foundry)
  반도체 웨이퍼 제조 전문 업체으로 자체 팹(FAB, 반도체 제조시설)을 보유하고 있으

며, 고객사(팹리스, 디자인하우스)의 주문에 따라 칩 설계를 받아 웨이퍼를 위탁 생
산하는 기업

  예) TSMC, 삼성전자, 글로벌파운드리스 등

⑤ OSAT(Outsourced Semiconductor Assembly and Test)
  반도체 패키징과 테스트를 위탁 받아 수행하는 업체로 웨이퍼를 단위 칩으로 가공

하고 패키지에 실장, 최종 테스트 패키징과 테스트 전문업체로 분업화되어 있음
  예) ASE, Amkor, SPIL, STATS ChipPAC 등

 요약하면 팹리스는 자체 브랜드 제품을, IP기업은 반도체 설계용 IP를, 디자

인하우스는 설계 서비스를 각각 주요 사업모델로 하는 반도체 산업 분야의 기
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업이며, 

 파운드리는 반도체 웨이퍼 제조를, OSAT은 웨이퍼의 후공정인 패키징과 테

스트를 전문적으로 수행하는 반도체 분야의 기업임

※ EDA(Electronic Design Automation) 툴 공급기업
  반도체 및 전자제품 설계를 위한 소프트웨어 도구를 개발하고 공급하는 기업으로 

반도체 칩 및 전자회로 설계 과정에서 다양한 단계에 활용되며, 다음과 같은 유형으
로 구분됨 

  ㉠ 프론트엔드 설계 툴
    로직 합성, 설계입력, 시뮬레이션 등의 기능 제공
  ㉡ 물리적 설계 및 검증 툴
    배치, 배선, 타이밍 분석, 레이아웃 등 물리적 구현을 위한 툴
  ㉢ 시그널 인테그리티 및 전력 해석 툴
    반도체 전력, 전자기 호환성 등 분석
  ㉣ 제조 공정 툴
    마스크 데이터 준비, 리소그래피 등 제조공정 툴
  주요 기업: Cadence, Synopsys, Mentor Graphics(지멘스)
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제 3 장  조사 결과

 한국팹리스산업협회 회원사 49개 대상으로 5주간 AI 반도체 수평적 가치사슬 

기업 현황 조사 수행함

구분 주요 내용

조사 방법
한국팹리스산업협회와 협업을 통해 대면 설문 조사 수행
- 단, 일부 기업은 이메일을 통해 설문 결과 취합

조사 참여 대상 기업
AI 반도체 Value Chain에 연관된 기업 대상
- 팹리스 기업 / 디자인하우스 기업 / IP 기업 / 수요 기업 등

조사 참여 기업 수
한국팹리스산업협회 회원사 100여개 중 49개 기업 참여
(해당 업계 국내 매출 Top 10 기업 참여)

조사 기간 2월 19일 ~ 3월 29일(약 5주간)

 조사에 참여한 기업의 수평적 가치사슬 구성 및 수요처 영역은 다음과 같음

[그림 3－1]  조사에 참여한 기업 대상 수평적 가치사슬 및 수요처 영역 구분
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1. 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업의 핵심역량 수준 진단

 반도체 산업의 수평적 가치사슬을 형성하고 있는 참여 기업 “팹리스, IP, 디자

인하우스, 파운드리/OSAT” 대상으로 5개의 핵심역량(제품 개발 역량, 기술 

역량, 시장 대응 역량, Engineer 역량, 조직 운영 역량)別로 전략적 중요도 대

비 현 수준을 조사한 결과는 다음과 같음

Q) AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업의 핵심역량(경쟁력)은 전략적 중요

도 대비 현재 수준이 어느 정도입니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－2]  조사 참여한 기업 전체 5대 핵심역량 수준 진단 결과

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  5개의 핵심역량(제품개발 역량, 기술 역량, 시장 대응 역량, 엔지니어 역량, 조직 대응 역

량) 중에서 “시장 대응 역량(2.5점), 조직 운영 역량(2.7점)” 수준이 상대적으로 낮은 것으
로 조사됨

  5개의 핵심역량의 전략적 중요도 대비 현 수준은 평균 0.9점 Gap이 있으며“시장 대응 역
량”과 “엔지니어 역량”의 Gap 큰 것으로 조사됨

  빠른 속도로 변화하고 있는 외부 시장 및 고객 요구사항에 선제적으로 대응하기에 국내 AI 
반도체 수평적 가치사슬에 참여하고 있는 기업의 규모 및 내부 역량이 부족한 것으로 조
사됨
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Q) AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업의 핵심역량의 하위 요소별로 전략적 

중요도 대비 현재 수준이 어느 정도입니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－3]  조사 참여한 기업 전체 5대 핵심역량 수준 진단 결과 – 역량별 세부 항목

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  핵심 역량의 하위 요소별로 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 영역은 다음

과 같이 조사됨
  제품 개발 역량은 “시장조사 분석(2.3점), 판매(2.4점), 고객 지원(2.6점)”
  기술 역량은 “가격 경쟁력(2.8점), 품질 경쟁력(3.0점)”
  시장 대응 역량은 “영업망 구축 및 관리(2.1점), 고객사 수요 정보 획득(2.4점), 신규 고객 

발굴(2.4점)”
  엔지지어 역량은 “기술 영업 엔지니어(2.6점), H/W 엔지니어(2.7점), Firmware 엔지니어

(3.0점)” 확보 및 운영
  조직 운영 역량은 “PR/IR(2.4점), IT System(2.5점), 정부 정책 지원 협업(2.5점)”
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Q) AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업이 Product Competency(제품 개발 

역량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하

기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－4]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 제품 개발 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  제품 개발 역량은 “시장조사 분석(2.3점), 판매(2.4점), 고객 지원(2.6점)” 영역이 전략적 

중요도 대비 현 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었고,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(52%), 투자 비용 부담(30%)” 비중이 전체 응답의 

82%로 높았으며,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(40%), 전문 인력 채용(39%)”

로 전체 응답의 79%를 차지함
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Q) AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업이 Technology Competency(기술 

역량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하

기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－5]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 기술 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  기술 역량은 “가격 경쟁력(2.8점), 품질 경쟁력(3.0점)”영역이 전략적 중요도 대비 현재 수

준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(58%), 투자 비용 부담(23%)” 비중이 전체 응답의 

81%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(41%), 전문 기업과 제휴/협업(32%)”

로 전체 응답의 73%를 차지함
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Q) AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업의 Market Competency(시장 대응 

역량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하

기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－6]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 시장 대응 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  시장 대응 역량은 “영업망 구축 및 관리(2.1점), 고객사 수요 정보 획득(2.4점), 신규 고객 

발굴(2.4점)”영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “전문인력 부족(42%), 시장 변화 예측 어려움(33%)” 비중이 전체 응답의 

75%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(45%), 전문 인력 채용(42%)”

로 전체 응답의 86%를 차지함
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Q) AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업의 Engineer Competency(엔지니어 

인적 역량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 

해결하기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－7]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 엔지니어 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  엔지니어 역량은 “기술 영업 엔지니어(2.6점), H/W 엔지니어(2.7점), Firmware 엔지니어

(3.0점)” 확보 및 운영이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되
었으며,

  주요 애로사항은 “외부 R&D 전문 인력 부족(56%), R&D 인력 유지 어려움(31%)” 비중이 
전체 응답의 87%로 높았고,

  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(43%), 내부 인력 육성(29%), ”로 전
체 응답의 86%를 차지함
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Q) AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업의 Management Competency(조직 

운영 역량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 

해결하기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－8]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 조직 운영 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  조직 운영 역량은 “PR/IR(2.4점), IT System(2.5점), 정부 정책 지원 협업(2.5점)”확보 및 

운영이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “업무 프로세스 개선 어려움(34%), 외부 자금 확보의 어려움(29%)” 비중

이 전체 응답의 73%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(40%), 전문 인력 채용(38%)”

로 전체 응답의 78%를 차지함
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Q) AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업 群(팹리스, 디자인하우스, IP기업, 

Foundry/OSAT)의 핵심역량은 전략적 중요도 대비 현재 수준은 어느 정도

입니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－9]  수평적 가치사슬 기업 群 별 5대 핵심역량 진단 결과

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  5개 역량에 대한 “팹리스”/“IP 기업”의 현 수준은 2.9점으로 유사하나, 디자인하우스 2.5

점, Foundry/OSAT 2.4점으로 차이가 있음
  “시장 대응 역량”은 공통적으로 미흡한 수준(평균 2.5점)이며, 디자인하우스(2.2점)와 

Foundry/OSAT(2.5점)는 “기술역량”이 미흡한 것으로 응답함
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① 팹리스 기업의 핵심역량 

Q) 팹리스 기업의 핵심역량(경쟁력)은 전략적 중요도 대비 현재 수준이 어느 

정도입니까? 

[그림 3－10]  팹리스 기업 대상 5대 핵심역량 수준 진단 결과

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
   팹리스 기업의 5개의 핵심역량(제품개발 역량, 기술 역량, 시장 대응 역량, 엔지니어 역

량, 조직 대응 역량) 중에서 “시장 대응 역량(2.5점), 엔지니어 역량(2.8점)” 수준이 상대
적으로 낮은 것으로 조사됨

   5개의 핵심역량의 전략적 중요도 대비 현 수준은 평균 0.9점 Gap이 있으며“시장 대응 역
량”과 “엔지니어 역량”의 Gap 큰 것으로 조사됨
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Q) 팹리스 기업의 핵심역량의 하위 요소별로 전략적 중요도 대비 현재 수준이 

어느 정도입니까?

[그림 3－11]  팹리스 기업 전체 5대 핵심역량 수준 진단 결과 – 역량별 세부 항목

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 핵심 역량의 하위 요소별로 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮

은 영역은 다음과 같이 조사됨
  제품 개발 역량은 “시장조사 분석(2.6점), 판매(2.6점), 고객 지원(2.7점)”
  기술 역량은 “가격 경쟁력(2.9점), 외부 기술 협업 경쟁력(3.0점)”
  시장 대응 역량은 “영업망 구축 및 관리(2.1점), 신규 고객 발굴(2.4점), 시장 데이터 확보

(2.5점)”
  엔니지어 역량은 “기술 영업 엔지니어(2.6점), H/W 엔지니어(2.7점)” 확보 및 운영
  조직 운영 역량은 “업무 수행에 필요한 IT System(2.6점), 정부 정책 지원 활용(2.6점)”
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Q) 팹리스 기업이 Product Competency(제품 개발 역량)을 확보하는데 있

어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 노력을 

검토하고 계십니까?

[그림 3－12]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 제품 개발 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 제품 개발 역량은 “시장조사 분석(2.6점), 판매(2.6점), 고객 지원(2.7점)” 

영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(45%), 투자 비용 부담(38%)” 비중이 전체 응답의 

83%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(46%), 전문 인력 채용(32%)”

로 전체 응답의 78%를 차지함
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Q) 팹리스 기업이 Technology Competency(기술 역량)을 확보하는데 있어, 

당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 노력을 검

토하고 계십니까?

[그림 3－13]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 기술 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 기술 역량은 “가격 경쟁력(2.9점), 외부 기술 협업 경쟁력(3.0점)” 영역이 전

략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(56%), 투자 비용 부담(22%)” 비중이 전체 응답의 

78%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(42%), 전문 기업과 제휴/협업(33%)”

로 전체 응답의 75%를 차지함
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Q) 팹리스 기업이 Market Competency(시장 대응 역량)을 확보하는데 있어, 

당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 노력을 검

토하고 계십니까?

[그림 3－14]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 시장 대응 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 시장 대응 역량은 “영업망 구축 및 관리(2.1점), 신규 고객 발굴(2.4점), 시

장 데이터 확보(2.5점)”영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조
사되었으며,

  주요 애로사항은 “전문인력 부족(43%), 시장 변화 예측 어려움(29%), 고객 니즈 변화 대응 
어려움(29%)” 으로 응답하였으며,

  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(44%), 전문 기업과 제휴/협업(44%)”
로 전체 응답의 88%를 차지함
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Q) 팹리스 기업이 Engineer Competency(엔지니어 인적 역량)을 확보하는

데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 

노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－15]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 엔지니어 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 엔지니어 역량은 “기술 영업 엔지니어(2.6점), H/W 엔지니어(2.7점)”영역이 

전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “외부 R&D 인력 부족(52%), R&D 인력 유지 어려움(36%)” 비중이 전체 

응답의 88%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(42%), 전문 인력 채용(32%)”

로 전체 응답의 74%를 차지함
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Q) 팹리스 기업이 Management Competency(조직 운영 역량)을 확보하는

데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 

노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－16]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 조직 운영 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 조직 운영 역량은 “업무 수행에 필요한 IT System(2.6점), 정부 정책 지원 

활용(2.6점)”영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “업무 프로세스 개선 어려움(31%), 외부 자금 확보 어려움(28%)” 비중이 

전체 응답의 59%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(43%), 전문 기업과 제휴/협업(34%)”

로 전체 응답의 77%를 차지함
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② 디자인하우스 기업의 핵심역량 

Q) 디자인하우스 기업의 핵심역량(경쟁력)은 전략적 중요도 대비 현재 수준이 

어느 정도입니까? 

[그림 3－17]  디자인하우스 기업 대상 5대 핵심역량 수준 진단 결과

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 5개의 핵심역량(제품개발 역량, 기술 역량, 시장 대응 역량, 엔지니어 

역량, 조직 대응 역량) 중에서 “기술 역량(2.1점), 시장 대응 역량(2.2점)” 수준이 상대적으
로 낮은 것으로 조사됨

  5개의 핵심역량의 전략적 중요도 대비 현 수준은 평균 0.9점 Gap이 있으며“시장 대응 역
량”과 “조직 운영 역량”의 Gap 큰 것으로 조사됨
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Q) 디자인하우스 기업의 핵심역량의 하위 요소별로 전략적 중요도 대비 현재 

수준이 어느 정도입니까?

[그림 3－18]  디자인하우스 기업 전체 5대 핵심역량 수준 진단 결과 – 역량별 세부 항목

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 핵심 역량의 하위 요소별로 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적

으로 낮은 영역은 다음과 같이 조사됨
  제품 개발 역량은 “시장조사 분석(1.6점), 판매(1.6점), 고객 지원(1.7점)”
  기술 역량은 “외부 기술 협업 경쟁력(2.0점), 축적된 내부 기술 경쟁력(2.0점)”
  시장 대응 역량은 “시장 데이터 확보(1.9점), 신규 고객 발굴(2.4점)”
  엔니지어 역량은 “기술 영업 엔지니어(2.4점)” 확보 및 운영
  조직 운영 역량은 “PR/IR(2.0점), 자금 확보 및 운용(2.3점)”
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Q) 디자인하우스 기업이 Product Competency(제품 개발 역량)을 확보하는

데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 

노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－19]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 제품 개발 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 제품 개발 역량은 “시장조사 분석(1.6점), 판매(1.6점), 고객 지원(1.7

점)” 영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(70%), R&D 인프라 부족(20%)” 비중이 전체 응답

의 90%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(78%)”이 가장 중요한 방안으로 응답함
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Q) 디자인하우스 기업이 Technology Competency(기술 역량)을 확보하는

데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 

노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－20]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 기술 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 기술 역량은 “외부 기술 협업 경쟁력(2.0점), 축적된 내부 기술 경쟁

력(2.0점)” 영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(63%), R&D 인프라 부족(25%)” 비중이 전체 응답

의 88%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(63%), 전문 기업과 제휴/협업(25%)”

로 전체 응답의 88%를 차지함
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Q) 디자인하우스 기업이 Market Competency(시장 대응 역량)을 확보하는

데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 

노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－21]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 시장 대응 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 시장 대응 역량은 “시장 데이터 확보(1.9점), 신규 고객 발굴(2.4점)” 

영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  애로사항은 “전문인력 부족(60%), 시장 변화 예측 어려움(25%)” 이 전체 응답을 구성하며,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(50%), 전문 인력 채용(38%)”

로 전체 응답의 88%를 차지함
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Q) 디자인하우스 기업이 Engineer Competency(엔지니어 인적 역량)을 확

보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 

어떤 노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－22]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 엔지니어 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 기술 역량은 “외부 기술 협업 경쟁력(2.0점), 축적된 내부 기술 경쟁

력(2.0점)” 영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(63%), R&D 인프라 부족(25%)” 비중이 전체 응답

의 88%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(63%), 전문 기업과 제휴/협업(25%)”

로 전체 응답의 88%를 차지함
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Q) 디자인하우스 기업이 Management Competency(조직 운영 역량)을 확

보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 

어떤 노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－23]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 조직 운영 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 조직 운영 역량은 “PR/IR(2.0점), 자금 확보 및 운용(2.3점)”영역이 

전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “업무 프로세스 개선 어려움(38%), 외부 자금 확보 어려움(38%)” 비중이 

전체 응답의 76%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(75%)”로 높은 응답 비중을 

차지함
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③ 반도체 IP(Intellectual property) 기업의 핵심역량 

Q) IP 기업의 핵심역량(경쟁력)은 전략적 중요도 대비 현재 수준이 어느 정도

입니까?

[그림 3－24]  반도체 IP 기업 대상 5대 핵심역량 수준 진단 결과

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 5개의 핵심역량(제품개발 역량, 기술 역량, 시장 대응 역량, 엔지니어 역량, 조

직 대응 역량) 중에서 “시장 대응 역량(2.5점), 조직 운영 역량(2.6점)” 수준이 상대적으로 
낮은 것으로 조사됨

  5개의 핵심역량의 전략적 중요도 대비 현 수준은 평균 1.0점 Gap이 있으며“시장 대응 역
량”과 “조직 운영 역량”의 Gap 큰 것으로 조사됨
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Q) IP 기업의 핵심역량의 하위 요소별로 전략적 중요도 대비 현재 수준이 어

느 정도입니까?

[그림 3－25]  반도체 IP 기업 전체 5대 핵심역량 수준 진단 결과 – 역량별 세부 항목

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 핵심 역량의 하위 요소별로 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 

영역은 다음과 같이 조사됨
  제품 개발 역량은 “시장조사 분석(2.6점), 사양 설계(3.3점)”
  기술 역량은 “가격 경쟁력(3.0점), 축적된 내부 기술 경쟁력(3.2점)”
  시장 대응 역량은 “신규 고객 발굴(2.2점), 고객사 수요 정보 획득(2.5점)”
  엔니지어 역량은 H/W 엔지니어(2.5점), Firm-ware 엔지니어(3.0점) 
  조직 운영 역량은 “조직 내 협업/소통(2.8점), 자금 확보 및 운용(3.0점) ”
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Q) IP 기업이 Product Competency(제품 개발 역량)을 확보하는데 있어, 당

면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 노력을 검토

하고 계십니까?

[그림 3－26]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 제품 개발 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 제품 개발 역량은 “시장조사 분석(2.6점), 사양 설계(3.3점)” 영역이 전략적 중요

도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(61%), 투자 비용 부담(28%)” 비중이 전체 응답의 

89%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(38%), 전문 인력 채용(31%)”

로 전체 응답의 69%를 차지함
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Q) IP 기업이 Technology Competency(기술 역량)을 확보하는데 있어, 당

면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 노력을 검토

하고 계십니까?

[그림 3－27]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 기술 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 기술 역량은 “가격 경쟁력(3.0점), 축적된 내부 기술 경쟁력(3.2점)”영역이 전략

적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(60%), 투자 비용 부담(30%)” 비중이 전체 응답의 

90%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(35%), 전문 인력 채용(30%), 

내부 인력 육성(30%)”로 전체 응답의 90%를 차지함
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Q) IP 기업이 Market Competency(시장 대응 역량)을 확보하는데 있어, 당

면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 노력을 검토

하고 계십니까?

[그림 3－28]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 시장 대응 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 시장 대응 역량은 “신규 고객 발굴(2.2점), 고객사 수요 정보 획득(2.5점)”영역이 

전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “전문인력 부족(38%), 시장 변화 예측 어려움(33%)” 비중이 전체 응답의 

71%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(43%), 전문 인력 채용(38%)”

로 전체 응답의 81%를 차지함
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Q) IP 기업이 Engineer Competency(엔지니어 인적 역량)을 확보하는데 있

어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 노력을 

검토하고 계십니까?

[그림 3－29]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 엔지니어 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 엔지니어 역량은 “H/W 엔지니어(2.5점), Firm-ware 엔지니어(3.0점)”영역이 

전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “외부 R&D 인력 부족(53%), R&D 인력 유지 어려움(32%)” 비중이 전체 

응답의 85%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “내부 인력 육성(47%), 전문 인력 채용(37%)”로 전체 

응답의 84%를 차지함
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Q) IP 기업이 Management Competency(조직 운영 역량)을 확보하는데 있

어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하기 위해 어떤 노력을 

검토하고 계십니까?

[그림 3－30]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 조직 운영 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 조직 운영 역량은 “조직 내 협업/소통(2.8점), 자금 확보 및 운용(3.0점) ”영역이 

전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “업무 프로세스 개선 어려움(31%), 외부 자금 확보 어려움(31%)” 비중이 

전체 응답의 62%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(39%), 전문 기업과 제휴/협업(33%)”

로 전체 응답의 72% 차지함
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④ 파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 핵심역량 

Q) 파운드리(Foundry) / OSAT기업의 핵심역량(경쟁력)은 전략적 중요도 대

비 현재 수준이 어느 정도입니까? 

[그림 3－31]  파운드리 / OSAT 기업 대상 5대 핵심역량 수준 진단 결과

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 5개의 핵심역량(제품개발 역량, 기술 역량, 시장 대응 

역량, 엔지니어 역량, 조직 대응 역량) 중에서 “시장 대응 역량(2.3점), 기술 역량(2.5점)” 
수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사됨

  5개의 핵심역량의 전략적 중요도 대비 현 수준은 평균 1.2점 Gap이 있으며“시장 대응 역
량”과 “기술 역량”의 Gap 큰 것으로 조사됨
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Q) 파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 핵심역량의 하위 요소별로 전략적 중

요도 대비 현재 수준이 어느 정도입니까?

[그림 3－32]  파운드리 / OSAT 기업 전체 5대 핵심역량 수준 진단 결과 – 역량별 세부 항목

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 핵심 역량의 하위 요소별로 전략적 중요도 대비 현재 

수준이 상대적으로 낮은 영역은 다음과 같이 조사됨
  제품 개발 역량은 “제품 검증(2.3점)”
  기술 역량은 “가격 경쟁력(2.3점), 외부 기술 협업 경쟁력(2.3점)”
  시장 대응 역량은 “시장 데이터 확보(2.0점), 고객사 수요 정보 획득(2.0점)”
  엔니지어 역량은 H/W 엔지니어(2.0점), Firm-ware 엔지니어(2.0점) 
  조직 운영 역량은 “정부 정책 지원 활용(2.0점), 외부 협력업체 협업(2.3점) ”
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Q) 파운드리(Foundry) / OSAT 기업이 Product Competency(제품 개발 역

량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하

기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－33]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 제품 개발 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 제품 개발 역량은 “제품 검증(2.3점)”영역이 전략적 

중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(40%), R&D 인프라 부족(40%)” 비중이 전체 응답

의 80%로 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(40%), 전문 인력 채용(40%)”

로 전체 응답의 80%를 차지함
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Q) 파운드리(Foundry) / OSAT 기업이 Technology Competency(기술 역

량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하

기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－34]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 기술 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 기술 역량은 “가격 경쟁력(2.3점), 외부 기술 협업 경

쟁력(2.3점)”영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되었으며,
  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(50%)” 비중이 가장 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(50%), 전문 기업과 제휴/협업(25%), 

내부 인력 육성(25%)”으로 응답이 구성됨
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Q) 파운드리(Foundry) / OSAT기업이 Market Competency(시장 대응 역

량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해결하

기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－35]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 시장 대응 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 시장 대응 역량은 “시장 데이터 확보(2.0점), 고객사 

수요 정보 획득(2.0점)”영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조
사되었으며,

  주요 애로사항은 “시장 변화 예측 어려움(40%)”이 가장 높게 응답하였으며,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(50%), 전문 인력 채용(50%)”

로 응답이 구성됨
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Q) 파운드리(Foundry) / OSAT기업이 Engineer Competency(엔지니어 인

적 역량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 

해결하기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－36]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 엔지니어 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 엔지니어 역량은 “H/W 엔지니어(2.0점), Firm-ware 

엔지니어(2.0점) ”영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조사되
었으며,

  주요 애로사항은 “R&D 전문인력 부족(67%), R&D 인력 유지 어려움(40%)” 이 전체 응답
으로 구성되었고,

  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 인력 채용(50%)”로 가장 높게 응답하였음
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Q) 파운드리(Foundry) / OSAT기업이 Management Competency(조직 운

영 역량)을 확보하는데 있어, 당면하고 있는 어려움은 무엇이며, Gap을 해

결하기 위해 어떤 노력을 검토하고 계십니까?

[그림 3－37]  세부 항목 진단 결과 및 애로사항/극복 노력 – 조직 운영 역량

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리(Foundry) / OSAT 기업의 조직 운영 역량은 “정부 정책 지원 활용(2.0점), 외부 

협력업체 협업(2.3점)”영역이 전략적 중요도 대비 현재 수준이 상대적으로 낮은 것으로 조
사되었으며,

  주요 애로사항은 “업무 프로세스 개선 어려움(67%)” 비중이 가장 높았고,
  이를 해결하기 위한 극복 노력으로는 “전문 기업과 제휴/협업(50%), 전문 인력 채용(50%)”

로 응답이 구성됨
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2. AI 반도체 기술 분야 전망

 AI 반도체 산업에서 최근 화두가 되고 있는 5개의 주요 기술 분야에 대해 수

평적 가치사슬 기업의 기술 전망 의견을 조사함

<표 3－1>  최근 AI 반도체 산업 주요 기술

구분 기술 정의

메모리 
솔루션

CXL
(Compute 

Express Link)

메모리 및 가속화 장치 간의 효율적인 데이터 흐름을 제공하여 
성능을 
향상시키는 목적으로 개발한 고속 데이터 인터커넥트 기술

PIM
(Processing In 

Memory)

하나의 칩 내부에 메모리와 프로세서 연산기를 집적한 차세대 
반도체

H/W 
기반 

AI 가속기

GPU
단순한 형태의 대량 계산을 CPU로부터 독립시키기 위하여 고
안된 Co-processor 

NPU

GPU에 신경망에서 처리해야 하는 곱셈 연산을 나눠서 시키는 
불편함과 자원의 낭비를 줄이거나, NPU 제작 업체가 필요한 
사양을 추가하는 등의 Neural Network Processing 에 특화
된 칩셋

FPGA
사용자가 프로그램 가능한 로직을 사용하여 특정 작업에 대해 
최적화된 하드웨어 가속

 기술 전망 조사 세부 항목은 “기술 분야 요소별로 중요도 대비 개발 시급성”, 

“파급효과”, “기술변화 속도”, 기술격차 해소를 위한 방안“으로 구성했음

※ 기술 분야 중요도 평가기준
 ∙ 5점: 향후 AI 반도체 시장 변화에 가장 중요한 분야가 될 것으로 예상됨
 ∙ 4점: 향후 AI 반도체 시장 변화에 매우 중요한 분야가 될 것으로 예상됨
 ∙ 3점: 향후 AI 반도체 시장 변화에 중요한 분야가 될 것으로 예상됨
 ∙ 2점: 향후 AI 반도체 시장 변화에 조금 중요한 분야가 될 것으로 예상됨 
 ∙ 1점: 중요하지 않음 
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※ 기술 개발 시급성 평가기준
 ∙ 5점: 1년 이내 상용화되어 론칭되어야 함
 ∙ 4점: 1년~3년 내에 상용화되어 론칭되어야 함
 ∙ 3점: 3년~5년 내에 상용화되어 론칭되어야 함
 ∙ 2점: 5년 이상 소요 예상
 ∙ 1점: 시급성 없음

※ 파급효과 / 기술변화 속도 / 기술격차 해소 방안 평가기준
 ∙ 파급효과: 시장에 미치는 영향도에 대해 5점 척도
 ∙ 기술변화 속도: 시장에서 인지하는 기술이 변화하는 속도에 대해 5점 척도 
 ∙ 기술격차 해소 방안: R&D 투자 재원 확대, 연구인프라 확충 등
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 “중요도”와 “기

술 개발 시급성”에 대해 어떻게 생각하십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－38]  AI 반도체 주요 기술별 중요도 대비 기술 개발 시급성 진단 결과

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  메모리 솔루션 분야에서는 CXL, PIM는 “향후 AI 반도체 시장 변화에 중요한 분야가 될 

것으로 예상”한다는 의견을 수렴되었으나, “기술 개발 시급성”은 CXL가 PIM보다 높은 것
으로 조사됨

   ∙ CXL는 “3~5년 내 상용화가되어 론칭되어야 한다”(3.2점)
   ∙ PIM는 “상용화에 5년 이상 소요 예상”(2.7점)

  H/W 기반 AI 가속기 분야에서는 NPU와 GPU가 “향후 AI 반도체 시장 변화에 매우 중요
한 분야가 될 것으로 예상”한다는 의견으로 수렴되었으나, FPGA는 상대적으로 중요도가 
낮은 것으로 조사됨

   ∙ NPU(3.8점), GPU(3.3점)는 “3년~5년 내에 상용화되어 론칭되어야 한다”로 의견 수렴
되었으나, FPGA(2.4점)는 상대적으로 “기술 개발 시급성”이 높지 않은 것으로 조사됨
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 “중요도”와 “기

술 개발 시급성”에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수평적 가치사슬 

업체 別)

[그림 3－39]  AI 반도체 주요 기술별 중요도 대비 기술 개발 시급성 진단 결과 – 
수평적 가치사슬별

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  메모리 솔루션 분야에서는 CXL가 PIM보다 중요도가 높고, 기술 개발 시급성 높은 것으로 

조사되었으나, 디자인하우스의 경우 의견 상이함
  H/W 기반 AI 가속기 분야에서는 팹리스와 디자인하우스는 NPU에 대한 중요도와 기술 

개발 시급성을 높게 평가했고, IP기업과 파운드리/OSAT는 NPU보다는 GPU의 중요도와 
기술 개발 시급성을 높게 평가하였음
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 “중요도”와 “기

술 개발 시급성”에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수요처 別)

[그림 3－40]  AI 반도체 주요 기술별 중요도 대비 기술 개발 시급성 진단 결과 – 반도체 수요처별

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  메모리 솔루션 분야에서는 CXL가 PIM보다 중요도가 높고, 기술 개발 시급성 높은 것으로 

조사되었음
  H/W 기반 AI 가속기 분야에서는 GPU보다는 NPU의 중요도와 기술 개발 시급성을 높게 

평가하였음
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 향후 AI 반도

체 시장 변화에 미치는 파급효과는 어떻게 생각하십니까?(조사 참여 기업 

전체)

[그림 3－41]  AI 반도체 주요 기술별 시장 변화에 미치는 파급효과 진단 결과

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “향후 AI 반도체 시장 변화에 미치는 파급효과”는 H/W 기반 AI 가속기(FPGA를 제외할 

경우 평균 4.1점)가 메모리 솔루션(평균 3.6점) 대비 조금 더 높은 것으로 조사되었음
  메모리 솔루션 분야에서는 CXL(3.8점)가 PIM(3.4점)보다 “향후 AI 반도체 시장 변화에 미

치는 파급효과”가 상대적으로 높은 것으로 조사되었고,
  H/W 기반 AI 가속기 분야에서는 NPU(4.2점)가 GPU(4.1점)보다 “향후 AI 반도체 시장 

변화에 미치는 파급효과”가 상대적으로 높은 것으로 조사되었으며, FPGA(2.8점)는 파급효
과가 상대적으로 낮은 것으로 조사됨



제 3 장  조사 결과   77

Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 향후 시장 변

화에 미치는 파급효과는 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수평적 가치사슬 

업체 別)

[그림 3－42]  AI 반도체 주요 기술별 시장 변화에 미치는 파급효과 진단 결과 – 수평적 가치사슬별

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  NPU에 대한 “향후 AI 반도체 시장 변화에 미치는 파급효과”는 참여 기업 전반적으로 높을 

것으로 의견 수렴되었으나, 수평적 가치사슬 업체 郡별로 다른 주요 기술에 대한 파급 효
과 수준에 대한 의견은 조금 상이한 것으로 조사됨

  팹리스 NPU(4.3점), FPGA(2.9점) 외 나머지 기술의 파급 효과는 유사
  디자인하우스는 NPU, GPU은 평균 4.2점, CXL, PIM는 평균 3.2점
  IP기업은 GPU(4.3점) > CXL(4.2점) > NPU(4.0점) 순서
  Foundry/OSAT는 NPU, GPU, CXL의 파급효과는 유사한 것으로 판단
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 향후 AI 반도

체 시장 변화에 미치는 파급효과는 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수요처 別)

[그림 3－43]  AI 반도체 주요 기술별 시장 변화에 미치는 파급효과 진단 결과 – 반도체 수요처별

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처 관점에서의 “향후 AI 반도체 시장 변화에 미치는 파급효과”는 “모빌리

티”와 “모바일/가전”은 NPU가 가장 높을 것으로 의견 수렴되었으나, “로봇/바이오/에너
지”와 “컴퓨팅/시스템”은 NPU 보다는 GPU가 조금 더 높은 것으로 조사됨 

  “모빌리티”는 NPU(4.5점) > GPU(3.8점) > CXL(3.6점) 순서
  “모바일/가전”은 NPU(4.5점) > GPU(4.0점) > CXL(3.6점) 순서
  “로봇/바이오/에너지”는 GPU(4.1점) > NPU(3.9점) = CXL(3.9점) 순서
  “컴퓨팅/시스템”는 GPU(4.3점) > NPU(4.2점) > CXL(4.1점) 순서
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술 변화 속

도에 대해 어떻게 생각하십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－44]  AI 반도체 주요 기술별 기술 변화 속도에 대한 인식 수준

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “시장에서 인지하는 기술이 변화하는 속도”는 H/W 기반 AI 가속기(FPGA를 제외할 경우 

평균 4.1점)가 메모리 솔루션(평균 3.6점) 대비 조금 더 높은 것으로 조사되었음
  메모리 솔루션 분야에서는 CXL(3.7점)가 PIM(3.5점)보다 “시장에서 인지하는 기술이 변화

하는 속도”가 상대적으로 빠른 것으로 조사되었고,
  H/W 기반 AI 가속기 분야에서는 NPU(4.2점)가 GPU(3.9점)보다 “시장에서 인지하는 기

술이 변화하는 속도”가 상대적으로 빠른 것으로 조사되었으며, FPGA(2.8점)는 기술변화 
속도가 상대적으로 느린 것으로 조사됨
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술 변화 속

도에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수평적 가치사슬 업체 別)

[그림 3－45]  AI 반도체 주요 기술별 기술 변화 속도에 대한 인식 수준 – 수평적 가치사슬별

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “시장에서 인지하는 기술이 변화하는 속도”에 대한 수평적 가치사슬 기업의 의견은 대부분 

“NPU > GPU > CXL > PIM > FPGA” 순서로 유사함
  팹리스 NPU(4.2점) >　GPU(3.8점) > CXL(3.7점) 순서
  디자인하우스는 NPU(4.6점) >　GPU(4.0점) > CXL(3.7점) 순서
  IP기업은 NPU(4.2점) >　GPU(4.1점) > CXL(3.7점) 순서
  Foundry/OSAT는 NPU, GPU, CXL의 파급효과는 유사한 것으로 판단
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술 변화 속

도에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수요처 別)

[그림 3－46]  AI 반도체 주요 기술별 기술 변화 속도에 대한 인식 수준 – 반도체 수요처별

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처 관점에서의 “시장에서 인지하는 기술이 변화하는 속도” 는 NPU가 가장 

높을 것으로 의견 수렴되었으나, “로봇/바이오/에너지”은 NPU 보다는 GPU가 조금 더 높
은 것으로 조사됨 

  “모빌리티”는 NPU(4.4점) > GPU(3.5점) > PIM(3.3점) 순서
  “모바일/가전”은 NPU(4.4점) > GPU(3.8점) > CXL(3.5점) 순서
  “로봇/바이오/에너지”는 GPU(4.7점) > NPU(4.3점) > CXL(3.9점) 순서
  “컴퓨팅/시스템”는 NPU(4.2점) > GPU(4.1점) > CXL(3.9점) 순서
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해소

를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－47]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 조사 참여 기업 전체 의견은 “R&D 투

자 재원 확대(31%)” > “인력 양성 강화(24%)” > “연구 인프라 확충(16%)” = “산업/시장 활
성화(16%)” > “산학연공동연구강화(12%)”로 조사되었음

  반도체 소부장 대비 상대적으로 규모 차이가 있는 “R&D 투자 재원”과 “인력 양성” 필요성
에 대해 수평적 가치사슬 기업들의 공감대가 반영된 의견을 제시한 것으로 판단됨
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “메모리 솔루션 기술분야(CXL, PIM)”에서는 “R&D 투자 재원 확대”에 대한 의견 비중이 

가장 높았으나, “H/W AI 가속기 기술분야(GPU, NPU, FPGA)”에서는 기술격차 해소 방
안에 대한 의견에 대한 차이가 있음
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해소

를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수평적 가치사슬 업

체 別 > 팹리스)

[그림 3－48]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안 – 팹리스 기업

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 의견은 “R&D 투자 재원 

확대(39%)” > “인력 양성 강화(24%)” > “연구 인프라 확충(18%)” > “산업/시장 활성화
(11%)” > “산학연공동연구강화(8%)”로 조사되었음

  “R&D 투자 재원 확대”, “인력 양성 강화”에 대한 조사 참여 기업 전체 의견(55%)보다 팹
리스 기업 의견(63%)가 높은 것으로 분석되었으며, 이는 “R&D 투자 비용과 R&D 엔니지
어 투입”에 중요한 팹리스 산업의 특성을 반영한 것으로 판단됨 
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “메모리 솔루션 기술분야(CXL, PIM)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견이 유사

(“R&D 투자 재원 확대” 평균 41%)한 것으로 조사 되었으나, 
  “H/W AI 가속기 기술분야(GPU, NPU, FPGA)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견에 

대한 차이가 있음



86   기본연구 24-01

Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해소

를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수평적 가치사슬 업

체 別 > 디자인하우스)

[그림 3－49]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안 – 디자인하우스 기업

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 의견은 “연구 인

프라 확충(29%)” = “인력 양성 강화(29%)” > “산학연공동연구강화(25%)” >“R&D투자 재
원 확대(17%)”　순서로 조사되었음

  조사 참여 기업 전체 의견에서 1순위였던 “R&D 투자 재원 확대”(31%)가 디자인하우스 기
업의 경우(17%) 4순위로 조사되었음

  이는 팹리스와 파운드리 기업으로부터 수주 기반으로 매출이 발생하는 기업 운영 구조가 
일반적인 디자인하우스 산업의 특성을 반영한 것으로 판단됨 
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  기술격차 해소 방안에 대해 기술분야 별로 의견 차이가 있는 것으로 조사됨 
  “메모리 솔루션 기술분야(CXL,PIM)”에서 “산학연공동연구강화”에 대한 의견 차이가 있으며
  “H/W AI 가속기 기술분야(GPU, NPU, FPGA)”에서는 “인력양성강화”에 대한 의견에 대

한 차이가 있음
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해소

를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수평적 가치사슬 업

체 別 > IP 기업)

[그림 3－50]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안 – IP 기업

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 의견은 “산업/시장 활성화

(33%)” >　“인력 양성 강화(26%)” > “R&D투자 재원 확대(20%)” >　“산학연공동연구강화
(１４%)” >　“연구 인프라 확충(6%)” 순서로 조사되었음

  조사 참여 기업 전체 의견에서 1순위였던 “R&D 투자 재원 확대”(20%)가 IP기업의 경우 
3순위(20%)이고, “산업/시장 활성화”가 1순위(33%) 우선 과제로 조사되었음

  이는 국내 반도체 IP 산업이 해외 대비 활성화 수준이 낮은 것으로 판단하는 IP 기업의 실
질적인 공감대가 반영된 것으로 사료됨 
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “메모리 솔루션 기술분야(CXL, PIM)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견이 유사(“산

업/시장 활성화” 1위)한 것으로 조사 되었으나, 
  “H/W AI 가속기 기술분야(GPU, NPU, FPGA)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견에 

대한 차이가 있음



90   기본연구 24-01

Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해소

를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수평적 가치사슬 업

체 別 > 파운드리/OSAT)

[그림 3－51]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안 – 파운드리/OSAT

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리/OSAT 기업의 “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 의견은 “산업/

시장 활성화(40%)” = “R&D투자 재원 확대(40%)” >　“인력 양성 강화(10%)” =　“연구 인
프라 확충(10%)” 순서로 조사되었음

  조사 참여 기업 전체 의견에서 3순위였던 “산업/시장 활성화”(16%)가 파운드리/OSAT 기
업의 경우 1순위(40%) 우선 과제로 조사되었음

  이는 AI 반도체 수평적 가치사슬에서 선행 산업(수요기업, 팹리스 기업, IP기업)이 활성화
되어야, 이와 연결된 후행 산업(파운드리/OSAT 기업)도 동시에 활성화되는 연계 관계에 
대한 공감대가 반영된 것으로 판단됨
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “메모리 솔루션 기술분야(CXL, PIM)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견이 유사(“산

업/시장 활성화” 1위, 50%)한 것으로 조사 되었으나, 
  “H/W AI 가속기 기술분야(GPU, NPU, FPGA)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견에 

대한 차이가 있음
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해소

를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수요처 別 > 모빌리티)

[그림 3－52]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안 – 모빌리티

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 수요처(모빌리티)는 “R&D 투자 재원 

확대(36%)” > “인력 양성 강화(23%)” > “연구 인프라 확충(21%)” > “산업/시장 활성화
(11%)” > “산학연공동연구강화(8%)” 순서로 조사되었음

  자율주행 자동차용 SDV(Software-Defined Vehicle)에 필요한 AI 반도체 시장은 현재 
해외 반도체 기업(인피니언, NXP 등) 중심으로 형성되어 있는 상황을 고려할 때, 

  국내 모빌리티 수요처 입장에서는 경쟁력 강화 차원에서 “R&D 투자 재원 확대(36%)”, “인
력 양성 강화(23%)”가 기술격차 해소를 위한 최우선 과제로 판단한 것으로 사료됨
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “메모리 솔루션 기술분야(CXL, PIM)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견이 유사

(“R&D 투자 재원 확대” 1위)한 것으로 조사 되었으나, 
  “H/W AI 가속기 기술분야(GPU, NPU, FPGA)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견에 

대한 차이가 있음
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해소

를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수요처 別 > 모바일/

가전)

[그림 3－53]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안 – 모바일/가전

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 수요처(모바일/가전)는 “인력 양성 강화

(32%)” > “산학연공동연구강화(27%)” > “R&D 투자 재원 확대(18%)”> “연구 인프라 확충
(12%)” > “산업/시장 활성화(11%)” 순서로 조사되었음

  조사 참여 기업 전체 의견에서 1순위였던 “R&D 투자 재원 확대”(31%)가 수요처(모바일/
가전)의 경우(18%) 3순위로 조사되었으며, 

  모바일/가전 산업에 당면한 현안 해결에 필요한 “인력 양성 강화(32%)”, “산학연공동연구
강화(27%)”를 기술격차 해소를 위한 최우선 과제로 선택함
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “메모리 솔루션 기술분야(CXL)”, “H/W AI 가속기 기술분야(GPU, NPU, FPGA)”에서는 

기술격차 해소 방안에 대한 의견이 유사(“인력 양성 강화” 1위)한 것으로 조사 되었으나, 
  “메모리 솔루션 기술분야(PIM)”의 경우, 기술격차 해소를 위해 “산학연공동연구강화”(54%)

가 필요한 것으로 의견 수림됨
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 Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해

소를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수요처 別 > 로봇

/바이오/에너지)

[그림 3－54]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안 – 로봇/바이오/에너지 

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 수요처(로봇/바이오/에너지)는 “R&D 

투자 재원 확대(47%)” > “산업/시장 활성화(36%)” > “인력 양성 강화(11%)” > “연구 인프
라 확충(7%)” 순서로 조사되었음

  “R&D 투자 재원 확대”에 대한 조사 참여 기업 전체 의견(31%)보다 수요처(로봇/바이오/
에너지)가 더 높은 것(47%)으로 분석되었으며, 

  로봇/바이오/에너지 산업에 당면한 현안 해결에 필요한 “R&D 투자 재원 확대(47%)”,“산
업/시장 활성화(36%)””를 기술격차 해소를 위한 최우선 과제로 선택함 
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “메모리 솔루션 기술분야(CXL, PIM)”에서는 기술격차 해소 방안에 대한 의견이 유사한 것

으로 조사 되었으나, 
  “H/W AI 가속기 기술분야”에서는 GPU/NPU는 “R&D 투자 재원 확대”를 최우선 과제로, 

FPGA는 “산업/시장 활성화”를 최우선 과제로 선택함
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Q) 최근 화두가 되고 있는 5개의 AI 반도체 기술 분야 요소별로 기술격차 해소

를 위한 방안에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수요처 別 > 컴퓨팅/

시스템)

[그림 3－55]  AI 반도체 주요 기술별 기술격차 해소 방안 – 컴퓨팅/시스템

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “AI 반도체 생태계 內 기술격차 해소 방안”에 대한 수요처(컴퓨팅/시스템)는 “R&D 투자 

재원 확대(33%)” > “인력 양성 강화(26%)” > “산업/시장 활성화(23%)” > “연구 인프라 확
충(18%)” 순서로 조사되었음

  다른 수요처 대비 AI 반도체 수요가 먼저 활성화된 컴퓨팅/시스템 분야는 당면한 현안 해
결에 필요한 과제가 균형적으로 의견이 수렴됨 
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A. 메모리 솔루션 기술분야

B. H/W AI 가속기 기술분야

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 세부 기술 분야별로 기술격차 해소 방안에 대한 의견이 다양한 것으로 조사됨
  CXL는 “R&D 투자 재원 확대(43%)”, GPU는 “인력 양성 강화(42%)”, NPU는 “R&D 투자 

재원 확대(38%)” 등
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3. AI 서비스 제공 방식

Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까?(조사 

참여 기업 전체)

[그림 3－56]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 현재 비중이 76%:24%로 클라우드 AI 반

도체에 대한 비중이 높았다면, 
  향후에는 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 49.8%:50%.2 동등한 수

준으로 전환되는 것으로 전망함
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[그림 3－57]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “온디바이스 AI 반도체” 기술의 변화로 인해 “클라우드 AI 반도체”의 역할이 축소되고 대

체되는 관계가 아니라 “상호 보완 관계” 구조로 유지되는 것으로 전망함

Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까? 

(AI 반도체 수평적 가치사슬 업체 別 > 팹리스)

[그림 3－58]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중 – 팹리스 기업



102   기본연구 24-01

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 현재 비중이 

71.3%:28.8%로 클라우드 AI 반도체에 대한 비중이 높았다면, 
  향후에는 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 46.7%:53.3%로 “온디바

이스 AI 반도체” 비중이 높아지는 것으로 전망함

[그림 3－59]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계 – 팹리스

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 관계가 현재와 미래 

모두 “상호 보완 관계”로 응답하였으나, 비중은 91.7%에서 83.3%로 하향 조정될 것으로 
전망함
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Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까?(AI 

반도체 수평적 가치사슬 업체 別 > 디자인하우스)

[그림 3－60]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중 – 디자
인하우스

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 현재 비중이 

71%:29%로 클라우드 AI 반도체에 대한 비중이 높았다면, 
  향후에는 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 51.4%:48.6%로 “온디바

이스 AI 반도체” 비중이 높아지는 것으로 전망함
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[그림 3－61]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계 – 디자
인하우스

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 관계가 현재와 

미래 모두 “상호 보완 관계”로 응답함

Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까?(AI 

반도체 수평적 가치사슬 업체 別 > IP 기업)

[그림 3－62]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중 – IP 기업
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■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 현재 비중이 

87.2%:12.8%로 클라우드 AI 반도체에 대한 비중이 절대적으로 높았고, 
  향후에는 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 51.4%:48.6%로 “온디바

이스 AI 반도체” 비중이 높아지는 것으로 전망함

[그림 3－63]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계 – IP 기업

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 관계가 현재와 미래 모두 

“상호 보완 관계”로 응답함
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Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까? (AI 

반도체 수평적 가치사슬 업체 別 > 파운드리/OSAT)

[그림 3－64]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중 – 파운드리

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리/OSAT 기업의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 현재 비중

이 66.7%:33.3%로 클라우드 AI 반도체에 대한 비중이 높았다면, 
  향후에도 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 63.3%:36.7%로 비중이 

비슷할 것으로 전망함
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[그림 3－65]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계 – 파운드리

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리/OSAT 기업의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 관계가 현

재는 대체 관계(63.3%): 상호 보완 관계(36.7%)로 차이가 있으나,
  미래에는 100% “상호 보완 관계”로 전환 될 것으로 전망함

Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까? (AI 

반도체 수요처 別 > 모빌리티)

[그림 3－66]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중 – 모빌리티
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■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처(모빌리티)의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 현재 

비중이 73.2%:25.8%로 클라우드 AI 반도체에 대한 비중이 높았다면, 
  향후에는 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 36.4%:63.6%로 “온디바

이스 AI 반도체” 비중이 높아지는 것으로 전망함

[그림 3－67]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계 – 모빌리티

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처(모빌리티)의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 관계

가 현재와 미래 모두 “상호 보완 관계”로 응답하였으나, 비중은 90.9%에서 72.7%로 하향 
조정될 것으로 전망함
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Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까?(AI 

반도체 수요처 別 > 모바일/가전)

[그림 3－68]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중 – 모바
일/가전

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처(모바일/가전)의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 

현재 비중이 85.5%:14.5%로 클라우드 AI 반도체에 대한 비중이 높았다면, 
  향후에는 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 48.0%:52.0%로 “온디바

이스 AI 반도체” 비중이 높아지는 것으로 전망함
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[그림 3－69]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계 – 모바
일/가전

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처(모바일/가전)의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 

관계가 현재와 미래 모두 “상호 보완 관계”로 응답하였으나, 비중은 100%에서 88.9%로 
하향 조정될 것으로 전망함
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Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까?(AI 

반도체 수평적 가치사슬 업체 別 > 로봇/바이오/에너지)

[그림 3－70]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중 – 로봇
/바이오

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처(로봇/바이오/에너지)의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도

체”의 현재 비중이 78.7%:21.3%로 클라우드 AI 반도체에 대한 비중이 높았다면, 
  향후에는 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 54.4%:45.6%로 “온디바

이스 AI 반도체” 비중이 높아지는 것으로 전망함
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[그림 3－71]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계 – 로봇
/바이오

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처(로봇/바이오/에너지)의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도

체”의 관계가 현재와 미래 모두 “상호 보완 관계”로 응답함
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Q) “클라우드 AI 반도체”와 “온디바이스 AI 반도체”의 현재와 미래 비중은 어

떻게 구성되며, 관계 구조는 어떤 형태로 정립될 것으로 예상하십니까?(AI 

반도체 수평적 가치사슬 업체 別 > 컴퓨팅/시스템)

[그림 3－72]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 비중 vs 미래 비중 – 컴퓨
팅/시스템

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처(컴퓨팅/시스템)의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 

현재 비중이 71.0%:29.0%로 클라우드 AI 반도체에 대한 비중이 높았다면, 
  향후에는 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체” 비중이 57.0%:43.0%로 “온디바

이스 AI 반도체” 비중이 높아지는 것으로 전망함
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[그림 3－73]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체의 현재 관계 vs 미래 관계 – 컴퓨
팅/시스템

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 수요처(컴퓨팅/시스템)의 경우 “클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체”의 

관계가 현재와 미래 모두 “상호 보완 관계”로 응답하였으나, 비중은 80%에서 100%로 상
향 조정될 것으로 전망함
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4. AI 반도체 산업 성장 지원 정책에 대한 의견

Q) AI 반도체 기술격차 해소를 위해 정부가 추진한 “지원 정책”에 대해 어떻게 

생각하십니까?(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－74]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 기술격차 해소를 위해 정부가 추진한 “지원 정책”에 대해 인지 수준이 높지 않

음(평균 1.9점으로 인지하고 있었으나, 세부 내용에 대해 잘 알지 못하는 수준)
  “지원 정책”에 대한 실효성 평가도 높지 않음(평균 2.2점으로 실효성 있는지 잘 모르는 수준)
  “고가 툴(Tool) 지원”은 인지 수준(2.0점) 및 실효성 평가(2.4점)에서 다른 정책 보다 조금 

높음
  “AI 반도체 S/W 5년간 1조 200억 투자” 정책은 인지 수준(1.8점)이 다른 정책 보다 낮은 

수준이며,
  “NPU Farm 구축 및 실증” 정책은 실효성 평가(1.9점)가 다른 정책 보다 낮은 수준임
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Q) AI 반도체 기술격차 해소를 위해 정부가 추진한 “지원 정책”에 대해 어떻게 

생각하십니까?(AI 반도체 수평적 가치사슬 업체 別)

[그림 3－75]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 – 팹리스

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  팹리스 기업의 “지원 정책”에 대한 인지 수준은 낮은 수준(평균 1.9점)이며, 실효성 평가도 

높지 않음(평균 2.3점)
  인지 수준이 높은 지원 정책: “고가 툴(Tool) 지원”(2.0점)
  인지 수준이 낮은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(1.8점)
  실효성 평가가 높은 지원 정책: “고가 툴(Tool) 지원”(2.5점)
  실효성 평가가 낮은 지원 정책: “NPU Farm 구축 및 실증”(2.0점)
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[그림 3－76]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 – 디자인하우스

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 “지원 정책”에 대한 인지 수준은 낮은 수준(평균 1.6점)이며, 실효성 

평가도 높지 않음(평균 2.3점)
  인지 수준이 높은 지원 정책: “고가 툴(Tool) 지원”(1.7점)
  인지 수준이 낮은 지원 정책: “인공지능반도체 대학원 신설”(1.4점)
  실효성 평가가 높은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(2.7점)
  실효성 평가가 낮은 지원 정책: “NPU Farm 구축 및 실증”(2.1점)

[그림 3－77]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 – IP 기업



118   기본연구 24-01

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 기업의 “지원 정책”에 대한 인지 수준은 낮은 수준(평균 2.2점)이며, 실효성 평가도 높

지 않음(평균 2.0점)
  인지 수준이 높은 지원 정책: “인공지능반도체 대학원 신설”(2.3점)
  인지 수준이 낮은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(1.9점)
  실효성 평가가 높은 지원 정책: “고가 툴(Tool) 지원”(2.4점)
  실효성 평가가 낮은 지원 정책: “NPU Farm 구축 및 실증”(1.6점)

[그림 3－78]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 – 파운드리/OSAT

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 기업의 “지원 정책”에 대한 인지 수준은 낮은 수준(평균 1.4점)이며, 실효성 

평가도 높지 않음(평균 2.1점)
  인지 수준이 높은 지원 정책: “고가 툴(Tool) 지원”(1.8점)
  인지 수준이 낮은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(1.0점)
  실효성 평가가 높은 지원 정책: “NPU Farm 구축 및 실증”(2.3점)
  실효성 평가가 낮은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(2.0점)
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Q) AI 반도체 기술격차 해소를 위해 정부가 추진한 “지원 정책”에 대해 어떻게 

생각하십니까?(AI 반도체 수요처 別)

[그림 3－79]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 – 모빌리티

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  반도체 수요처(모빌리티)의 “지원 정책”에 대한 인지 수준은 낮은 수준(평균 1.9점)이며, 실

효성 평가도 높지 않음(평균 2.3점)
  인지 수준이 높은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(2.0점)
  인지 수준이 낮은 지원 정책: “인공지능반도체 대학원 신설”(1.7점)
  실효성 평가가 높은 지원 정책: “고가 툴(Tool) 지원”(2.7점)
  실효성 평가가 낮은 지원 정책: “인공지능반도체 대학원 신설”(2.0점)
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[그림 3－80]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 – 모바일/가전

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  반도체 수요처(모바일/가전)의 “지원 정책”에 대한 인지 수준은 낮은 수준(평균 2.0점)이며, 

실효성 평가도 높지 않음(평균 2.2점)
  인지 수준이 높은 지원 정책: “NPU Farm 구축 및 실증”(2.2점)
  인지 수준이 낮은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(1.8점)
  실효성 평가가 높은 지원 정책: “고가 툴(Tool) 지원”(2.5점)
  실효성 평가가 낮은 지원 정책: “NPU Farm 구축 및 실증”(1.8점)

[그림 3－81]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 – 로봇/바이오/에너지
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■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  반도체 수요처(로봇/바이오/에너지)의 “지원 정책”에 대한 인지 수준은 낮은 수준(평균 2.1

점)이며, 실효성 평가도 높지 않음(평균 2.2점)
  인지 수준이 높은 지원 정책: “인공지능반도체 대학원 신설”(2.2점)
  인지 수준이 낮은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(1.7점)
  실효성 평가가 높은 지원 정책: “고가 툴(Tool) 지원”(2.8점)
  실효성 평가가 낮은 지원 정책: “NPU Farm 구축 및 실증”(1.6점)

[그림 3－82]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 – 컴퓨팅/시스템

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  반도체 수요처(컴퓨팅/가전)의 “지원 정책”에 대한 인지 수준은 낮은 수준(평균 1.8점)이며, 

실효성 평가도 높지 않음(평균 2.0점)
  인지 수준이 높은 지원 정책: “인공지능반도체 대학원 신설”(2.0점)
  인지 수준이 낮은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(1.7점)
  실효성 평가가 높은 지원 정책: “AI 반도체 S/W 5년간 1조 투자”(1.7점)
  실효성 평가가 낮은 지원 정책: “NPU Farm 구축 및 실증”(1.9점)
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5. “한국형 CUDA 개발”의 필요성에 대한 의견 문의

Q) 인공지능(AI) 반도체 시장은 엔비디아의 GPU 소프트웨어 쿠다(CUDA)를 

통한 생태계 Lock-In 되어 있는 상황입니다. 엔비디아의 쿠다(CUDA)를 대

체할 수 있는 "한국형 CUDA" 필요성에 대한 귀사는 어떻게 생각하십니까?

(조사 참여 기업 전체)

[그림 3－83]  “한국형 CUDA 개발” 필요성

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “한국형 CUDA 개발” 필요성에 대한 조사 참여 기업 전체 의견은 “실효성이 낮음”(75%)이 

“적극적 투자 필요”(25%)보다 높은 응답으로 조사됨

  그 밖에 추가 의견
  ∙ “전통적으로 우리나라는 S/W 개발에 약한게 사실이니, 리소스를 다른 곳에 쓰는 것이 더 

효율적일거 같음. CUDA의 생태계 안에서 사업을 하는 것을 권장”
  ∙ “AI Processor의 실효성을 높이기 위해서는 반드시 S/W Platform의 개발이 병행해야 

하지만, 국내의 열악한 개발 인프라 및 인력으로 AI Processor(w/ S/W Platform)로 세
계 시장을 석권한다는 것은 현실적으로 매우 어려운 일이다. 세계 선두기업과 너무 많은 
격차가 존재한다.”



제 3 장  조사 결과   123

Q) 인공지능 반도체 시장은 엔비디아의 GPU 소프트웨어 쿠다(CUDA)를 통한 

생태계 Lock-In 되어 있는 상황입니다. 엔비디아의 쿠다(CUDA)를 대체할 

수 있는 "한국형 CUDA" 필요성에 대한 어떻게 생각하십니까?(AI 반도체 수

평적 가치사슬 업체 別)

[그림 3－84]  “한국형 CUDA 개발” 필요성 – 수평적 가치사슬별

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “한국형 CUDA 개발” 필요성에 대한 수평적 가치사슬 업체 별로 유사하게 조사됨
  팹리스 기업은 “적극적 투자 필요”(29%) 의견을 전체 보다 높게 제시했고
  디자인하우스는 “실효성이 낮음”(86%) 의견을 전체 보다 높게 제시함
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Q) 인공지능(AI) 반도체 시장은 엔비디아의 GPU 소프트웨어 쿠다(CUDA)를 

통한 생태계 Lock-In 되어 있는 상황입니다. 엔비디아의 쿠다(CUDA)를 대

체할 수 있는 "한국형 CUDA" 필요성에 대해 어떻게 생각하십니까?(AI 반

도체 수요처 別)

[그림 3－85]  “한국형 CUDA 개발” 필요성 – 반도체 수요처별

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “한국형 CUDA 개발” 필요성에 대한 반도체 수요처별로 유사하게 조사됨
  “모빌리티”와 “모바일/가전”은 “적극적 투자 필요”(27%) 의견을 전체 보다 약간 높게 제시

했고
  “로봇/바이오/에너지”와 “컴퓨팅/시스템”은 실효성이 낮음”(78%) 의견을 전체 보다 약간 

높게 제시함
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6. EDA 툴 사용 현황 및 발전 방향 문의

Q) AI 반도체 설계 時 어떤 EDA 툴을 사용하십니까?(조사 참여 기업 전체)

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 설계 時 사용하는 EDA 툴은 “시놉시스(47%) > 케이던스(33%) > 지멘스(13%)” 

순서로 응답하였고, 국내 EDA 툴은 거의 사용하지 않는 것으로 조사됨

Q) EDA 툴을 선택 時, 고려하는 우선 순위 기능은 무엇입니까?(조사 참여 기업 전체)
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■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  EDA 툴을 선택할 때 “회로 설계”와 “설계 검증”의 효율성을 우선 순위 기능으로 선정하였

고, 그 외 “라이브러리”, “자동 라우팅”, “레이아웃 설계, ”제조 공정 시뮬레이션“ 순서로 
응답함

Q) EDA 툴에 AI 기술이 적용된다면, 가장 효용성이 높을 것으로 판단되는 영

역은 무엇입니까?(조사 참여 기업 전체)

EDA 툴 AI 기대 영역 Description

Physical Design 
초기 결과 예측 

(Earl-Stage Prediction)

∙ 반도체 설계 단계에서 Place &Route 과정 효율성 향상을 
위해 설계 전 초기에 결과를 예측하는 기능

AutoTuning
디자인 공간 

(Design Space)  최적화

∙ Design Space 를 효율적으로 탐색하기 위한 방법으로 , 사
람의 경험에 의존하지 않고 자동화를 통해 최적의 파라미터 
조합 도출

아날로그 회로 최적화
∙ 아날로그 설계의 한계를 극복하기 위해 인공지능 기반 설계 

최적화 알고리즘 제공

강화 학습을 이용한 
매크로 블록 배치

∙ 블록들을 배치할 때마다 그에 따른 보상(배선 길이와 혼잡도) 
을 확인하고 다음 배치를 결정하는 강화학습 기반 효율성 향상
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■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  EDA 툴에 AI 기술이 적용되기를 희망하는 영역으로는 P&R(Place & Route)의 초기 결과 

예측 기능(40%)과 Auto Tuning(32%)이 가장 높은 것으로 조사됨
  그 밖에 추가 의견
  ∙ “AI 및 기계 학습 기술을 활용하여 설계 과정에서 발생할 수 있는 문제를 사전에 감지하

고 예방할 수 있을 것으로 보임. 이를 통해 설계 검증 및 디버깅 작업을 효율화하고 시간
과 비용을 절감할 수 있으며 AI 기술을 활용하여 설계 과정에서 발생할 수 있는 복잡한 
문제를 자동으로 해결하는 데 도움이 될 것으로 예상됨”

  ∙ “설계 검증 작업 업무 時 대화형 인터페이스 기반으로 컴파일 에러 워닝을 넘어선 추천(제
안)하는 기능이 있으면 도움 될 것 같음”
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7. AI 반도체 생태계 Player 別 맞춤 질문 – 팹리스 기업 

Q) AI 반도체 설계 時 어떤 협업 구조로 진행하십니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  국내 팹리스 기업은 대부분 Chip 사양 결정 후 “Front-end 설계까지만 수행하고 

Back-end 설계는 디자인하우스와 위임”(68%)하는 방식으로 협업하고 있으며,
  Chip 사양에 따라 협업 구조 및 범위가 조정될 수 있음(28%)  

Q) AI 반도체 개발 時 Backend 설계를 의뢰한다면, 국내/해외 디자인하우스 

중에서 어떤 선택으로 진행 하십니까?



제 3 장  조사 결과   129

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  국내 팹리스 기업은 대부분 국내 디자인하우스와 협업을 통해 “Back-end 설계”를 수행하

며(61%)
  Chip 사양에 따라 협업 구조 및 범위가 조정될 수 있으나(39%), 해외 디자인하우스에게 

전반적인 “Back-end” 설계를 의뢰하는 경우는 없음

Q) 디자인하우스를 선택할 때, 고려하는 우선 순위 기준은 무엇입니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스를 업무 파트너로 선택할 때 “Chip 사양 설계 변경 대응 역량”과 “Back-end 

설계 품질” 그리고 “파운드리와 협업 관계”를 가장 중요한 요인으로 선정했으며, 그 외 “용
역비 수준”, “일정 준수 여부”, “포스트시뮬레이션 검증 능력” 순서로 응답함
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8. AI 반도체 생태계 Player 別 맞춤 질문 – 디자인하우스

Q) 국내 반도체 디자인하우스 기업은 많지 않습니다. 신규 진입자가 많지 않은 

이유는 무엇이라고 생각하십니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  국내 디자인하우스 산업의 진입장벽으로는 “파트너십 및 협력 역량 확보 어려움”(50%)을 

가장 높게 선정했고,
  그 외 “자본 부족”(38%), “전문 인력 확보의 어려움”(13%) 순서로 응답함
  “기술적인 복잡성”, “산업 표준 및 규제 준수 어려움”은 진입 장벽이 아님
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Q) 기존의 반도체 Back-end 설계와 비교할 때, AI 반도체 Back-end 설계는 

차이점이 있습니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  디자인하우스 입장에서 AI 반도체 Back-end 설계는 기존 반도체 대비 “기술 복답도가 높

다.”(75%) 라고 응답함
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9. AI 반도체 생태계 Player 別 맞춤 질문 – IP기업

Q) 국내 반도체 IP 기업은 많지 않으며, 특히 AI 반도체 IP 기업은 소수 기업만 

존재하고 있습니다. 신규 진입자가 많지 않은 이유는 무엇이라고 생각하십

니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  국내 반도체 IP 산업의 진입장벽으로는 “기술력 부족”(50%)을 가장 높게 선정했고,
  그 외 “특화된 시장 진입 어려움”(25%), “글로벌 경쟁의 어려움”(19%)을 진입 장벽 요인으

로 응답함
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Q) 해외 반도체 IP 선도기업(예... ARM, 시높시스 등)들은 AI 반도체 IP 포트

폴리오 확장을 위해 다양한 노력(M&A, IP 공동개발 등)을 하고 있습니다. 

AI 반도체 IP 포트폴리오 확장을 위한 국내 IP 기업이 선호하는 방식은 무

엇입니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  IP 포트폴리오 확장 방식은 “Buy” 방식(IP 보유 기업 M&A)보다는 “Make”방식(전문 입력 

채용 후 IP 개발 + 내부 인력 육성 기반 IP 개발)을 선호함 
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Q) 해외 반도체 IP 선도기업 중에는 사업 초기 “팹리스” 태동하였으나,비즈니스 

환경 변화 대응을 통해 IP 전문 기업으로 성장하는 경우가 있습니다. 국내 

반도체 생태계의 경우, 이와 같이 “팹리스” 기업에서 출발하였으나 “IP 전문 

기업”으로 성장할 수 있는 가능성에 대해 어떻게 생각하십니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  “팹리스”로 시작해서 “IP기업”으로 성장하는 해외 반도체 IP 기업의 성장 경로가 국내 반

도체 생태계에서는 현실적으로 가능성이 낮았으나, 
  AI 시장의 변화에 따라 국내에서도 “팹리스”로 시작해서 “IP 기업”으로 성장 가능성에 대

해서 67%가 긍정적으로 응답함
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Q) 글로벌 IT/반도체 기업들 RISC-V 진영에 참여하는 움직임이 있습니다. 향

후 RISC-V의 발전 전망에 대해 어떻게 생각하십니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  RISC-V 발전 전망으로는 ARM과 공존을 92% 응답하였으며, 
  RISC-V가 ARM을 대체할 것이라는 전망은 낮음(8%)
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10. AI 반도체 생태계 Player 別 맞춤 질문 – 파운드리/OSAT

Q) AI 반도체 생태계 참여 Player 중에서 Chip 생산 과정에서 “협업이 중요”

하다고 판단되는 우선 순위는 무엇입니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  국내 파운드리 기업은 Chip 생산 과정에서 IP기업과 디자인하우스와의 협업의 중요하다고 

응답함
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Q) 기존의 반도체 생산과 비교할 때, AI 반도체 생산은 어떤 차이점이 있습니까?

■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  파운드리/OSAT 입장에서 기존 반도체 대비 AI 반도체 생산 과정에서 차이점으로는 “생산 

투입 장비가 다르다”(31%), “공정이 더 복잡하다”(25%) 응답하였으며, “차이점 없다”도 
31% 응답함

Q) AI 반도체 비즈니스 활성화를 위해 “현 수준 대비 내재화가 필요한 역량”은 

무엇입니까?
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■ 세부 문항별 조사 결과 요약
  AI 반도체 비즈니스 활성화 차원에서 현 수준 대비 내재화가 가장 필요한 역량 “IP 생태계 

구축”(현 수준 대비 내재화 필요 Gap 1.3점)
  그 외 “PKG 역량”, “Back-end 설계 역량” 강화도 필요한 것으로 응답함
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제 4 장  정책 방향 제언

1. 조사 시사점 정리

① AI 반도체 수평적 가치가슬 참여 기업 공통으로 인식하는 애로사항 있음

 5개의 핵심역량 진단 결과, “전략적 중요도” 대비 “現 수준” 間에 조사 참여

한 수평적 가치사슬 기업 공통으로 Gap 0.9점이 있으며, 특히 “시장 대응 

역량”의 Gap이 가장 높음(1.2점)

[그림 4－1]  5대 핵심역량 수준 진단 결과 - 조사 참여한 기업 전체

 AI 반도체 시장을 주도하는 주요 기술 분야의 기술 격차를 해소하기 위한 

방안으로 “R&D 투자 재원 확대(31%)” 및 “인력 양성 강화(24%)” 필요에 

공감대를 가지고 있음 
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 반면, 그 동안 정부차원에서 추진했던 “AI 반도체 산업 성장 지원 정책”에  

대한 인지 수준(1.9점)이 높지 않음

[그림 4－2]  AI 반도체 산업 성장 지원 정책 인지여부 vs 실효성 평가 - 조사 참여한 기업 
전체
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② AI 반도체 수평적 가치가슬 기업 群(팹리스, 디자인하우스, IP, 파운드리 

/OSAT) 별로 기술 전망 인식과 시장 변화에 대응하는 입장의 차이가 있음

 최근 AI 주도 기술(메모리솔루션, H/W 기반 AI 가속기)의 “중요도” 대비  

“기술개발 시급성”에 대한 입장의 차이가 있음

[그림 4－3]  AI 반도체 주요 기술별 중요도 대비 기술 개발 시급성 진단 결과 – 수평적 가치
사슬별

 최근 AI 주도 기술(메모리솔루션, H/W 기반 AI 가속기)의 “파급효과” 및 “기

술변화 속도”에 대한 상황 인식의 차이가 있음

[그림 4－4]  AI 반도체 주요 기술별 파급효과 인식 수준 – 수평적 가치사슬별
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[그림 4－5]  AI 반도체 주요 기술별 변화 속도 인식 수준 – 수평적 가치사슬별

③ AI 반도체 수요처 群(모빌리티, 모바일/가전, 로봇/바이오, 컴퓨팅/시스템)별

로 기술 전망 인식과 시장 변화에 대응하는 입장의 차이가 있음

 최근 AI 주도 기술(메모리솔루션, H/W 기반 AI 가속기)의 “중요도” 대비  

“기술개발 시급성”에 대한 입장 차이

[그림 4－6]  AI 반도체 주요 기술별 중요도 대비 기술 개발 시급성 진단 결과 – 반도체 수요
처별

 최근 AI 주도 기술(메모리솔루션, H/W 기반 AI 가속기)의 “파급효과” 및 

 “기술변화 속도”에 대한 상황 인식 차이
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[그림 4－7]  AI 반도체 주요 기술별 파급효과 인식 수준 – 반도체 수요처별

[그림 4－8]  AI 반도체 주요 기술별 변화 속도 인식 수준 – 반도체 수요처별

④ AI 반도체 수평적 가치가슬 기업 群(팹리스, 디자인하우스, IP, 파운드리

/OSAT) 별로 AI 서비스 제공 방식에 대한 미래 비중 및 관계 구조 전망에 

대한 인식 수준의 차이가 있음

 클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체 間의 “현재 시장에서의 비중  

vs 미래 시장에서의 비중”에 대한 인식 차이
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[그림 4－9]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체 현재 비중 vs 미래 비중 – 수평적 
가치사슬별
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 클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체 間의 관계 구조 형성에 대한 

인식 차이

[그림 4－10]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체 현재 관계 vs 미래 관계 – 수평적 
가치사슬별
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⑤ AI 반도체 수요처 群(모빌리티, 모바일/가전, 로봇/바이오, 컴퓨팅/시스템) 

별로 AI 서비스 제공 방식에 대한 미래 비중 및 관계 구조 전망에 대한 인식 

수준의 차이가 있음

 클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체 間의 “현재 시장에서의 비중 

vs 미래 시장에서의 비중”에 대한 인식 차이

[그림 4－11]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체 현재 비중 vs 미래 비중 – 반도체 
수요처별
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 클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체 間의 관계 구조 형성에 대한 

인식 차이

[그림 4－12]  클라우드 AI 반도체와 온디바이스 AI 반도체 현재 관계 vs 미래 관계 – 반도체 
수요처별

2. 정책 방향 제안

① AI 반도체 수평적 가치가슬 참여 기업 공통 애로사항 해소를 지원하기 위한 

공통 정책 구상 필요

 예를 들어, 본 조사에 의하면 AI 반도체 수평적 가치가슬 참여 기업들은 공

통적으로 “시장 대응 역량”이 공통적으로 미흡함

 공통 애로사항을 해결하기 위한 방안으로 “글로벌 AI 반도체 시장 확대 위

한 협업 기반 글로벌 시장 조사/분석 및 공유/활용 체계 정립”과 같은 정책 

Idea 구상이 필요하며,
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 그 결과물을 수평적 가치사슬에 참여하는 기업들에게 주기적으로 공유하고 

활용을 촉진하는 체계 정립 검토를 제안함

[그림 4－13]  AI 반도체 수평적 가치사슬 참여 기업 시장 대응 역량 향상 기반 구축 Idea 
예시 Image

 또한 반도체 전문인력 양성은 수평적 가치사슬 업체 뿐만 아니라, 수요기업 

입장에서도 공통으로 필요성을 인식하고 있는 중요한 과제임
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 “인공지능반도체대학원 신설”, “산학연공동연구강화”과 같은 전통적인 정책 

기반의 인력 양성을 추진함과 동시에, 프랑스의 혁신적인 S/W 엔지니어 육

성 Practice “에콜42(École 42)”처럼 새로운 관점에서 반도체 전문인력 양

성을 시도하는 정책 프로그램도 모색할 필요 있음

■ 에콜42(École 42) 소개
  2013년 설립된 에콜42(École 42)는 프랑스 파리에 위치한 혁신적인 S/W 엔지니어링 학

교로 전통적인 교육 시스템과는 차별화된 방식으로 운영
  에콜42는 혁신적 교육 모델을 통해 IT 인재 양성에 새로운 지평을 열고 있으며,자기 주도

적 학습, 협업 능력 배양, 실무 중심 교육 등은 미래 인재 양성을 위한 주요 트렌드임
  특히 프랑스 정부는 에콜42 모델의 성공에 주목하고, 이를 다른 분야로 확산하는 정책을 

추진 중에 있음
  IT 외에도 에너지, 자동차, 항공우주 등 주요 산업 분야로 에콜42 모델을 적용한 인재 양

성 계획을 수립 운영 중

[그림 4－14]  에콜42 Concept을 활용한 AI 반도체 전문 인력 육성 프로그램 예시
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② AI 반도체 관련 정책이 국내 관련 기업들에게 실제적 효능감을 제공하기 위

해서는 이해 관계 축이 만나는 세분화된 접점에서 필요한 입체적인 정책 프

로그램을 제시해야 함

a. AI 반도체 수평적 가치사슬 기업과 AI 반도체 수요 기업이 만나는 접점에

서 발생하는 애로사항 해소

b. AI 반도체 수평적 가치사슬 기업과 AI 반도체 활용 생태계가 만나는 접점

에서 발생하는 애로사항 해소

c. AI 반도체 수요 기업와 AI 반도체 활용 생태계가 만나는 접점에서 발생하

는 애로사항 해소

[그림 4－15]  AI 반도체 생태계 활성화를 위한 정책 구상의 틀(Framework)

 정부차원에서 AI 반도체에 대한 정책 기조가 정립되면, 상위 수준의 방향 

제시 뿐만 아니라, 정책의 인지도 및 실효성 확보를 위해 세분화된 지원 

정책 프로그램을 구상해서 제공 필요함

 예를 들어 AI 반도체 수요처와 수평적 가치사슬이 만나는 접점에서 발생하

는 애로사항을 해소하기 위해 정책 방향과 연계선상에서 기업의 적극 참여
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를 유도할 수 있는 구체적이고 실질적인 지원 정책 과제를 구상하고 제시

해야 함

[그림 4－16]  AI 반도체 수요처와 수평적 가치사슬 기업이 만나는 접점 別 지원 정책 과제 예시
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③ AI 반도체 산업의 참여하는 다양한 기업 群 Segment 기반으로 맞춤형 정책

을 수립 및 실행하고, 세분화된 정책 別 목표 대비 실적을 관리해야 함

[그림 4－17]  AI 반도체 생태계 활성화를 위한 세분화된 정책의 성과 관리 예시 Image
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